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Semiconduttori: le top ten del 2015

Il 2015 & stato un mercato in chiaroscu-
ro per il mondo dei chip: mentre i settori
dell’'optoelettronica, dei sensori di tipo
non ottico, dellanalogica e degli Asic
hanno fatto segnare un aumento del fat-
turato, il resto del mercato ha fatto segna-
re un segno negativo. In totale, secondo
le stime di Gartner, il fattorato globale del
settore si & attestato a 333,7 miliardi di
dollari, in diminuzione dell'1,9% rispetto
al 2014. Le ragioni di questo calo sono in
larga parte imputabili alla debole richie-
sta di apparati quali PC e smartphone e

alla forza del dollaro in alcune
regioni del globo. Intel si con-
ferma la regina del mercato,
anche a fronte di una riduzio-
ne del fatturato provocato dal
rallentamento del settore PC
mentre il mercato delle me-
morie ha contribuito alle otti-
me prestazioni di Samsung,
il cui fatturato € aumentato
dell'11,8%. Da segnalare I'in-
gresso di Infineon, al decimo
posto, nella top ten.

Table 1. Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2015 [Millions of Dallars)

Rank Rank
2014 2015

[Vendor

2014 Revenue 2015 Estimated
Revenue

20142015 2015 Market]
Growth (%) Share {%)
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Intel

52,331 51,708 -1.2| 15.5

[Samsung Electronics

34,742 38,855 11§

K Hynix

15,997 16,494 49

[Qualcomm

19,291 15,936 48

Micron Technology

16,278 14,448 4.3

[Texas [nstruments

11,538 11,533 3.5

[Toshiba

10,665| 9,622 29
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Broadcom

8,428 8,419 2.5

TMicroelectronics

7,376 6,890 2.1
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Infineon Technologies

5,693 6,630 2.0

Others

157,992 153,182 412

[Total

340,334 333,718 100

Source: Gartner |,

january 2016)

La classifica 2015 dei produttori di chip in base al fatturato (fonte
Gartner, gennaio 2016)
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Il 2016 dei chip: previsioni divergenti

Non c’é chiarezza per 'andamento del
mercato dei chip per quest'anno: mentre
IC Insights prevede un andamento
positivo (+4%) bicchiere mezzo pieno,
IBS (International Business Strategies)
vede un declino che potrebbe toccare
-3%. Gartner sta nel mezzo prevedendo
una crescita dell1,9%. Tutte e tre le
societa di ricerca concordano sul fatto
che il comportamento della Cina, uno
degli aghi della bilancia del mercato, &
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impossibile da prevedere. Tra le poche
certezze I'andamento positivo  del
mercato delle flash NAND (con un tasso
di crescita su base annua dell’8,7% fino
al 2019) e dei chip per applicazioni loT
(che comunque rappresentano, con i 30
miliardi di dollari previsti entro il 2019,
poco piu del 7% dell'intero mercato dei

Gartner prevede un aumento dell’1,9% del mercato
dei chip per il 2016 (fonte Gartner - gennaio
2016)

Nuovo oscllloscoplo portatile
targato Rohde&Schwarz

Denominato Scope Rider, il nuovissimo
oscilloscopio digitale portatile (201 x 293
x74mm, 2.4kg) targato Rohde&Schwartz
trasferisce sul campo le prestazioni di
uno strumento da laboratorio. Notevoli le
caratteristiche dell’oscilloscopio, che puo
vantareuna frequenza di acquisizione
pari a 50.000 forme d’onda al secondo,
una larghezza di banda massima di 500
MHz per i canali di ingresso analogici e
integra un ADC a 10 bit sviluppato dalla
stessa societa. Estremamente versatile,

Scope Rider € il nuovo oscilloscopio
digitale portatile da 500 MHz proposto da
Rohde&Schwarz

Scope Rider & in grado di
funzionare come analizzatore
di stati logici con otto canali
digitali ~ aggiuntivi,  come
analizzatore di  protocollo,
come datalogger e come
multimetro  digitale. Dotato
di un ampio touchscreen,
l'oscilloscopio  pud  essere
utilizzato intuitivamente come
un tablet ed & disponibile nella
versione a quattro e due canali.
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Migliore della categoria:
51% .. componenti in magazzino per
la consegna immediata

Fonte: Distributor Evaluation Study, UBM Tech, maggio 2015
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Massimo GIUSSANI |

Come & oramai consuetudi-
ne da qualche anno a questa
parte, il Consumer Electronics
Show di Las Vegas ha cessato
di stupire con proposte real-
mente innovative e tecnologie
d’avanguardia. Non solo per-
ché in un mondo iperconnesso
e sovraccarico di informazioni &
diventato praticamente impos-
sibile creare l'effetto sorpresa
nel grande pubblico, ma anche
perche le tecnologie di maggior
impatto che hanno visto la luce
negli ultimi anni - loT, elttronica
indossabile, realta virtuale —
sono ancora in una fase adole-
scenziale del proprio sviluppo.
Fatte le opportune tare, il CES
rimane comunque un evento
significativo in termini delle ten-
denze in atto nel mondo dell’e-
lettronica di consumo.

Ad esempio, uno dei trend
che maggiormente, e letteral-
mente, balza allocchio riguar-
da la caratteristica HDR (High
Dynamic Range) dei televisori:
Samsung e LG hanno annun-
ciato al CES che i propri TV
di fascia alta (basati rispettiva-
mente sulle tecnologie Quan-
tum Dot ed Oled) si potranno
fregiare dell'etichetta “Ultra HD
Premium” che spetta ai televi-
sori con risoluzione 4k ad ele-
vata gamma dinamica. | due
giganti coreani entrano cosi a
far parte del coro HDR che an-
noverera anche gli altri princi-
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Connettivita _
a misura di loT

Presentato ufficialmente al CES 2016, il nuovo
standard Wi-Fi HaLow si presenta come una so-
luzione a basso consumo a misura di loT

5d jo 790 MHz

pali produttori di TV, tra cui Pa-
nasonic, Sharp, Sony e TCL.
Sempre al CES, LG ha mo-
strato un prototipo di schermo
televisivo Oled da 18 pollici
Full HD che pu0 essere piega-
to e arrotolato (pur se non del
tutto impunemente per l'inco-
lumita dei pixel), esemplifica-
zione di una tecnologia dalle
applicazioni promettenti ma
ancora in fase di sviluppo.

loT e wearable si conferma-
no argomenti ‘caldi’, con I'of-
ferta di miriadi di prodotti che
spaziano dal gadget al gran-
de elettrodomestico. Una co-
sa che emerge evidente € che
purtroppo hi-tech e moda si

trovano ancora su piani d’esi-
stenza differenti.

L’espansione del mercato loT
non & certo una novita emer-
sa al CES 2016, ed & bene
sottolineare che soprattutto di
espansione si tratta. Stando
a uno studio condotto da ABI
Research entro il 2020 I'ecosi-
stema dell'lnternet delle Cose
potra contare su un installato
di 30 miliardi di dispositivi, ma
secondo alcuni osservatori bi-
sognera attendere il 2025 per
poter dichiarare I'loT mainstre-
am. Ci sono ancora difficolta
da appianare come linterope-
rabilita dei prodotti — special-
mente in ambito Smart Home
— e la definizione di una piat-
taforma di comunicazioni wi-
reless a bassissimo consumo
che offra anche costi e ingom-
bri contenuti adatti a questo
mercato.

Per fortuna le proposte non
mancano: all’'inizio dell’an-
no scorso € stata approvata
la versione 4.2 delle specifi-
che Bluetooth, che migliora il
focus verso I'loT della prece-
dente versione aggiungendo il

supporto a IPV6, funzionalita
avanzate di protezione della
privacy e un incremento di
velocita. In ambito consumer,
Bluetooth & da sempre stato la
risposta low-power all'assai piu
dispendioso Wi-Fi, ma le cose
potrebbero presto cambiare.
Proprio al CES di quest'anno
e stata infatti ufficializzata I'in-
troduzione di Wi-Fi HaLow, de-
nominazione di una versione
a basso consumo dello stan-
dard leee 802.11ah. Operando
a frequenze al di sotto del gi-
gahertz (900 Mhz nella versio-
ne statunitense, che vengono
tradotti nella banda 863-868
MHz in Europa), la nuova ra-
dio Wi-Fi offre bassi consumi,
superiore penetrazione degli
ostacoli e un range raddoppia-
to. Rispetto al fratello maggiore
che sfrutta i 2,4 e i 5 GHz ,
questa versione a bassa po-
tenza opera a velocita inferiori
comprese tra 150 kbps a 18
Mbps (conseguibili, rispettiva-
mente, con canali da 1 MHz e
4 Mhz).

Wi-Fi HaLow rappresenta a
tutti gli effetti la risposta della
Wi-Fi Alliance a Bluetooth, con
applicazioni che vanno dalla
smart home alla smart city,
dall’automotive all'industriale,
dal commerciale all’elettrome-
dicale.

La certificazione ufficiale di
prodotti Wi-Fi Halow iniziera
nel 2018, anche se qualche
prodotto potrebbe arrivare sul
mercato prima di tale data.

Distributore Autorizzato

MOUSER

ELECTRONICS.

Progettate con
strumenti di sviluppo

ALLAVANGUARDIA

Visitate il nuovo Centro strumenti di sviluppo



https://www.cesweb.org/
http://www.samsung.com/
http://www.lg.com/
http://www.panasonic.com/it/
http://www.panasonic.com/it/
http://www.sharp-world.com/
http://www.sony.com/
http://www.tcl.com/
https://www.abiresearch.com/
https://www.abiresearch.com/
http://www.wi-fi.org/
http://www.mouser.it/development-tools-center/?utm_source=EONews&utm_medium=display&utm_campaign=-it-development-tools-center&utm_content=235x78

4 Hi-TECH & FINANZA

EONEws n. 593 - Gennalo 2016

Strumentazione elettronica:
quale futuro?

2016: un avvio in salita
per i chip in Borsa

ELENA KIRIENKO |

La sempre piu probabile fre-
nata della crescita del PIL
cinese nel 2016 e l'aggravar-
si della crisi diplomatica tra
Iran e Arabia Saudita hanno
mandato al tappeto le Borse
di tutto il mondo nella prima
settimana del nuovo anno. In
particolare, le rinnovate diffi-
colta della Cina, la seconda
economia del mondo dietro gli
Stati Uniti, e le possibili riper-
cussioni sulle altre principali
potenze internazionali hanno
alimentato I'ondata di vendite
che ha travolto i listini globali,
investendo anche il Sox di Fi-
ladelfia.

In poche sedute, I'indice delle
principali societa mondiali del
settore dei semiconduttori ha
perso poco meno del 10%,
che si aggiunge alla delu-
dente performance registrata
nellintero 2015, pari a -3,4
per cento. Le recenti vendi-

| segnali negativi
provenienti
dall’economia del
Dragone hanno
alimentato le
vendite sui listini
mondiali nei primi
giorni del nuovo
anno, travolgendo
anche I’indice Sox
dei semiconduttori.
Per gli investitori
la stima di una
leggera crescita
delle vendita &
troppo ottimistica

0T | 281% 2094 | 3.37% 477 | -1.80%

Fonte foto: http://money.cnn.com/

te sono state generalizzate:
nessuno dei 30 titoli che com-
pongono il Sox ha registrato
una variazione positiva delle
quotazioni rispetto allo scor-
so 31 dicembre. Tra i titoli che
hanno limitato le perdite all'in-
terno del paniere in esame
nella prima settimana dell'an-
no ci sono SanDisk e Micro
Technology mentre Big del
calibro di Intel e Qualcomm
hanno finora deluso i propri
azionisti. A prescindere dalla
oscillazioni (anche violente)
dei mercati azionari, i prossimi
dodici mesi non si annunciano

entusiasmanti per [lindustria
mondiale dei semiconduttori.
Recentemente gli esperti della
Semiconductor Industry Asso-
ciation (SIA) hanno dichiarato
di aspettarsi per il 2016 una
modesta crescita delle vendite
di chip rispetto alla stima del
dato dell’anno scorso. Si tratta
di un’indicazione sostanzial-
mente in linea con quella de-
gli analisti di Gartner che, nel
complesso, prevedono un au-
mento del giro d’affari globale
dell’1,9% su base annua. Per-
centuale che tiene conto an-
che dell’eccesso di offerta sul
mercato delle memorie DRAM
e della conseguente flessione
dei prezzi. E, infatti, con riferi-
mento a questo segmento, gli
analisti della societa di ricerca
americana indicano una fles-
sione dei ricavi del 12,2% su
base annua. Non & escluso
poi che con il deterioramento
delleconomia mondiale que-
ste previsioni possano essere
riviste al ribasso. Anzi, la par-
tenza negativa dell’indice di
Sox dei semiconduttori sem-
bra presagire un taglio delle
stime sulle vendite mondiali di
chip.

ALEssANDRO NoOBILE |

N’ellultimo decennio, il settore
della strumentazione elettro-
nica non ha massimizzato le
opportunita di profitto derivanti
dal passaggio alla connettivita
e dalla proliferazione dellelet-
tronica, poiché la maggior parte
delle aziende € rimasta indietro
rispetto ai drastici cambiamenti
avvenuti nella base di clienti:”
questa la sintesi di Jessy Cava-
20s, Industry Director di Frost &
Sullivan, societa che di recente
ha pubblicato tre analisi di mer-
cato riguardanti il futuro del set-
tore elettronico dove si trovano le
nuove opportunita di crescita e
come mantenere la redditivita nel
mutevole panorama economico.
Nel corso dei prossimi 5-10 anni,
il 5G e altre tecnologie porteran-
no il mercato della strumentazio-
ne elettronica a frequenze piu
elevate e ci0 si tradurra in oppor-
tunita di crescita significative per
i produttori di apparecchiature di
test. Il passaggio a un mondo piu
connesso, a latenza zero e piu
autonomo dara certamente spa-
zio alla crescita del mercato della
strumentazione elettronica. Con
Internet delle cose, una miriade
di dispositivi saranno connessi
a Internet. Se da una parte non
potra essere garantita una bassa
latenza per tutte le applicazionie i
dispositivi a breve termine a cau-
sa dei costi, c’¢ il desiderio di ot-
tenere una latenza bassa o nulla
per un buon numero di dispositivi
e applicazioni, e cid rappresen-
tera un'opportunita per i produt-
tori di apparecchiature di test.
Mentre il settore delle comu-
nicazioni wireless e il settore
aerospaziale e della difesa ri-
marranno segmenti di utenti
finali importanti per le apparec-
chiature elettroniche di test e
misura, la domanda & destinata
ad aumentare nei segmenti di
utenti finali piu piccoli come l'e-
lettronica automobilistica e indu-
striale, a causa della maggiore

Una nuova analisi

di Frost & Sullivan
evidenzia le aree di
crescita per il settore
della strumentazione
elettronica nei
prossimi anni

integrazione della tecnologia
wireless in diversi dispositivi.
Il mondo sta anche diventan-
do piu autonomo grazie a robot
mobili, droni e automobili auto-
nome. Tutte queste tecnologie
si tradurranno in una maggiore
richiesta di strumentazione elet-
tronica e alcune di esse, come le
automobili autonome, creeranno
notevoli opportunita per i pro-
duttori di apparecchiature di test
grazie allimportanza data alla
sicurezza. Le principali case au-
tomobilistiche stanno implemen-
tando la guida automatica, che
si traduce in notevoli opportunita
di ricerca e sviluppo per i produt-
tori di apparecchiature di test.
Liper connettivita dei clienti ri-
chiedera anche una maggiore
attenzione da parte dei produtto-
ri di sistemi di test ai propri canali
di mercato. Se da una parte &
cresciuta limportanza dei canali
online per le apparecchiature
di test di fascia bassa e media,
questa tendenza interessa an-
che le apparecchiature di test piu
costose di fascia alta dal punto
di vista del marketing digitale.
“Il prossimo decennio non sara
privo di sfide per il settore della
strumentazione elettronica. Tut-
tavia, le prospettive sono favore-
voli per la crescita futura del mer-
cato di test e misure elettronici. |
produttori di apparecchiature di
test non solo devono prestare
attenzione allevoluzione delle
tecnologie e ai relativi requisiti
dei test, ma devono anche am-
pliare i propri orizzonti per ca-
pire limpatto di altre tendenze
sul proprio business”, riassume
Cavazos.
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i Data Center dettano legge

Massimo GIUSSANI |

Nel report “Passive and In-
terconnecting Electronic
Components Market-Global
Segments and Forecast up
to 2023” che accorpa le pre-
visioni dai componenti passivi
a quelli necessatri all'intercon-
nessione dei circuiti, gli ana-
listi di Transparency Market
Research prevedono che la
crescita della domanda di
sistemi multichip e SoC de-
terminera una concomitante
espansione del mercato di
passivi e connettori. Le previ-
sioni per tutto il 2016 sono di
una continuazione del trend
gia visto nel 2015: prezzi in
calo, buona disponibilita e ap-
provvigionamento rapido.

| margini di profitto crescono
quando si passa alle tecno-
logie di interconnessione di
sistemi elettronici complessi,
ossia i cavi e le interfacce che
costituiscono il tessuto con-
nettivo delle moderne reti da-
ti, dei sistemi audio/video (in
particolare di quelli di produ-
zione professionale e video-
sorveglianza) e dei sofisticati
Data Center al cuore di Inter-
net e del Cloud Computing.

Il mercato del cablaggio strut-
turato & ovviamente alimen-
tato dalla crescente diffusio-
ne di reti Ethernet, impiegate
non solo nella realizzazione
delle ‘tradizionali’ reti locali di
computer in ambito aziendale,
industriale e domestico, ma
anche in domotica, building
automation e videosorveglian-
za. Secondo gli analisti di
Transparency Market Rese-
arch, nei prossimi anni il mer-
cato del cablaggio strutturato
trarra vantaggio dalle enor-
mi opportunita di crescita dei
centri dati necessari a sod-
disfare le esigenze di banda
e capacita degli utilizzatori di

Si preannuncia un anno di crescita per le tecnologie
di interconnessione, a cominciare dai piu semplici
connettori e supporti che rendono possibile
I’assemblaggio di sistemi elettronici partendo dai
componenti e circuiti stampati

Mercato globale DCI
5.0 2014-2019
(miliardi di dollari)
4.0
3.0
20 |

smartphone, tablet e laptop.
L’espansione del mercato sa-
ra aiutata inoltre dallo svilup-
po di nuove tecnologie, come
lilluminazione LED IP e le reti
LAN ottiche passive. E se da
un lato I'espansione delle re-
ti Ethernet su rame sara po-
sitivamente influenzata dal-
la semplificazione introdotta
da Power over Ethernet per
I'alimentazione dei dispositi-
vi, dall’altro verra ostacolata
dalla crescente offerta di ser-
vizi Cloud. L’esplosione del
Cloud sta infatti determinando
un calo nel numero di piccoli
Data Center basati principal-
mente su interconnessioni in
rame.

La dicotomia rame-fibra &
esplorata anche da una re-
cente ricerca condotta del
gruppo cinese C-Team, che
rileva come la proporzione
delle implementazioni in ra-
me e fibra allinterno dei Da-
ta Center e di 60% - 40% a
favore del rame, ma diventa
30%-70% a favore della fi-
bra nei centri dati di grandi
dimensioni (oltre 10mila metri
quadri). Nelle applicazioni di
Building Automation, invece,
il rame continua a rappresen-

42B%

Fonte Ovum

tare la scelta dominante con
circa il 70% dell'installato ri-
spetto al 30% di fibra (pre-
valentemente utilizzata per
le dorsali verticali). In questo
contesto il futuro del rame e
ancora promettente per via
dei minori costi di installa-
zione e manutenzione, ma
soprattutto grazie alle applica-
zioni di Power over Ethernet,
videosorveglianza IP, reti di
sensori e illuminazione LED.

La diffusione di Cloud Com-
puting, Social Networks, Big
Data e virtualizzazione sta
portando grandi cambiamenti
nel mondo dei Data Center.
Per cominciare, dato che la
spesa per le reti dei centri da-
ti ha sorpassato quella delle
grandi compagnie telefoniche,
oggi sono i grandi gestori di
Data Center a dettare legge

$1.24
$1.04
$0.81
$0.61

$0.44

Revenue (US$ Billions)

$0.24

$0-

Year-over-year, optical network hardware spending is flat
in Asia, up in North America, and down in EMEA and CALA
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& IHS, IHS Inforatics Oplical Nelwork Hardware:
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= 3014
W 3015

sui futuri sviluppi delle tec-
nologie di interconnessione.
Fibre Channel e collegamen-
ti Ethernet a bassa velocita
stanno rapidamente cedendo
il passo a link in grado di ga-
rantire velocita di 25, 40, 50
o addirittura 100 Gbps. E se
le nuove versioni ad alta ve-
locita di Ethernet hanno dato
nuova linfa ai collegamenti in

rame, il futuro nei centri dati
ad alte prestazioni & della fi-
bra ottica. L'incremento della
capacita di banda nelle nuove
installazioni e dell’ordine del
25-30% da un anno all’altro
e se da un lato ci si aspetta
che le installazioni da 100G
incrementino di cinque volte
entro il 2017, con I'introdu-
zione delle reti flex-spectrum
a velocita variabile da 200 e
400 Gbps si preannuncia una
vera e propria rivoluzione in
termini di prestazioni.

Stando alle previsioni di
Ovum, il mercato globale del-
le interconnessioni per centri
dati (DCI, Data Center Inter-
connect) e destinato a cre-
scere con un Cagr del 10,5%
sul periodo 2014-2019, per
toccare alla fine di tale perio-
do la quota di 4,2 miliardi di
dollari.

Meta circa della spesa 2014
per DCI & da attribuire ai
fornitori di servizi di comu-
nicazione (CSP), mentre
il segmento che ha mostra-
to maggior crescita & quello
destinato ai fornitori di servizi
Internet (ISP), per il quale si
prevede un Cagr 2014-2019
del 12%. Le tecnologie DCI
sono diventate l'applicazione
di Optical Networking a mag-
gior tasso di crescita.
Secondo le stime di ACG
Research, il fatturato globa-
le delle tecnologie DCI otti-
che dovrebbe passare da 1,1
miliardi di dollari nel 2014 a
4,7 miliardi di dollari nel 2019,
una crescita caratterizzata da
un Cagr del 44,9%. In un co-
municato congiunto di ACG
Research e IHS, pubblicato
a fine novembre, & stata os-
servata una contrazione del
10% nella spesa destinata
all’hardware per reti ottiche
nel terzo trimestre 2015, con-
seguente perd a un incremen-
to del 21% nel trimestre pre-
cedente. Complessivamente
il mercato globale 2015 si e
contratto dell'1,7% rispetto
all’anno precedente, con il
declino maggiore nelle aree
EMEA e Centro-Sud America.


http://www.ovum.com/
http://acgcc.com/
http://www.ihs.com/
http://www.transparencymarketresearch.com/
http://www.transparencymarketresearch.com/
http://www.cablingteam.com/
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Si consolida il mercato dei connettori, anche grazie a una politica

di fusioni e acquisizioni che ha reso ancora piu forti i big del mercato.
Chi sono i protagonisti? Ecco la classifica dei principali player

del mercato secondo Bishop Associates

ANTONELLA PELLEGRINI |

Tempo di fusioni e acquisizioni.
Cosa dicono gli esperti? Molti
analisti hanno lodato la solidita
finanziaria delle aziende nate da
acquisizioni e fusioni, che hanno
potuto beneficare innanzi tuto di
un piu vasto portafoglio di pro-
dotti e allo stesso tempo di
un minor numero di fornitori.
Fusioni e acquisizioni permet-
tono ai big di diventare ancora
piu grandi. Rende bene la ver-
sione inglese ‘the big get big-

ger. “Per le imprese stesse”,

Company
1 TE Connectivity
Amphenol
Molex Incorporated

3

4

5 Foxconn (Hon Hai)
6 Yazaki

7 JAE

8 JST

9 Hirose

Total Top Ten
All Other
World Total

I Top Ten per settore di mercato

TE Connectivity ha mantenuto il suo primato in undici settori di merca-
to, Molex in otto, Amphenol e Delphi in sette, mentre Foxconn, LuxSha-

Delphi Connection Systems

10 Sumitomo Wiring Systems

che, cosi come maggiori risorse
finanziarie. Il risultato & poi una
piu ampia gamma di prodotti
e una presenza globale con la
capacita di servire i piu grandi
produttori OEM di tutto il mon-
do”. Pensiamo al mercato dei
connetti, unm'analisi di Bishop
& Associates ha identificato i
dieci principali produttori che
ora rappresentano quasi il 57%
della domanda globale (nel
1980, i primi dieci rappresen-
tavano solo 38% della quota di
mercato). Di fatto, i primi dieci in
classifica hanno registrato incre-

Percent
Market Share

$9.266 .0 16.7%
$4,992 6 9.0%
$3,9106 T.1%
$3,031.7 5.5%
$2,883.7 5.2%
$2,409.0 4.3%
$1.503.0 2.7T%
$1,394.0 2.5%
$1,078.3 1.9%
$092 2 1.8%

$31,461.1

$55,402.0

re, JAE, JST e 3M in cinque settori di mercato.

Fonte: Bishop & Associates

dice Ron Bishop, responsa-
bile di Bishop & Associates,
‘I vantaggi delle acquisizioni
o fusioni sono evidenti: hanno
a disposizione piu personale
qualificato, in genere ingegne-
ri, ma anche personale addetto
alle vendite e al marketing, piu
stabilimenti di produzione di-
slocati in tutte le aree geografi-

menti piu elevati rispetto allan-
damento del mercato, con la
prima classificata che ha ottenu-
to un tasso di crescita annuale
composto (CAGR) del 6,7% nel
periodo 1980-2014, contro la
crescita del settore del 5,5%.

Gran parte di questo svilup-
po & avvenuto mediante acqui-
sizioni o fusioni. TE Connectivity,

Rank Morth America Europe

dono ordini minimi, per esempio,
e alcuni non vogliono trattare
con i clienti di piccole dimen-
sioni. Nel settore dei connetto-
ri, per esempio, TE Connectivi-
ty detiene il 16,7% della quota
globale. Amphenol si sta awvici-
nando 5 miliardi di dollari di fat-
turato con una quoto di mercato
pari al 9%.

Il programma di acquisizio-
ne di Amphenol I'ha resa l'azien-

Asia Pacific ROW

Total World

Amphenol
Molex
Deiphi
Foxconn
Yazaki
JAE
JST
Hirose

1 TE Connectivty TE Connectvity TE Connectivty  Foxconn TE Connectivty TE Connectity TE Connectity
2 Amphenol Delphi Yazaki TE Connectivty  Foxconn Yazaki

3 Molex Amphenol JST Amphenol Amp il Amph

4 Delphi Molex Molex Molex Yazaki Delphi

5 Yazaki HARTING JAE LuxShare Molex Foxconn

(] G Scope R berg: S JAE Delphi Sumitomo

T Samtec Yazaki Hirose China Awation Hirose Ros enberger

8 Carlisle Souriau JST JST Korea Electric

9 Rosenberger Phoenix Contact DDK Delphi Sumitomo Belden

10 [MTinterconnect Weidmuller Amphenol Yazaki Korea Electric ITT Interconnect  Sumitomo

| TOP TEN per Regione

Tra le regioni considerate; Nord America, Europa, Giappone, Cina, Asia
Pacifico, Resto del Mondo, solo quattro aziende sono rimaste nella
Top Ten in tutte le Regioni, TE Connectivity, Molex, Amphenol e Yaza-
ki. Connection Systems Delphi & rimasta tra le prime dieci in tutte le

regioni ad eccezione del Giappone.

Fonte: Bishop & Associates

peresempio, ha acquisito il ramo
di business connettori di Tho-
mas & Betts, Deutsch, ADC e al-
tre aziende. Molex ha acquistato
Woodhead, FCT, Affinity Medi-
cal e altri. Amphenol ha porta-
to a termine l'acquisizione del
ramo di business connettori
high speed di Teradyne, FEP e
altre societa, e ha recentemente
annunciato che acquisira il busi-
ness connettori di FCI. Delphi ha
acquisito l'attivita di interconnes-
sione automobilistica di FCI.

I pro e i contro

Le aziende acquisitrici sono in
grado di fornire una gamma
piu ampia di prodotti attraver-
so un unico fornitore. Il consolida-
mento, pero, potrebbe tradursi in
una riduzione del numero di for-
nitori in molti settore chiave. Le
fusioni a volte disturbano i canali
di distribuzione per esempio se i
fornitori non condividono tutti gli
stessi distributori. Inoltre, le gran-
di aziende tendono ad avere un
peso significativo: alcuni richie-

da in piu rapida crescita, con un
tasso di crescita CAGR in 10
anni del 14,8%, come riferi-
scono gli analisti di Bishop As-
sociates. Molex & ora una
societa privata di proprieta
di Koch e detiene il 7,1% del
mercato.

| distributori  di elettronica
non hanno risentito negativa-
mente dalla recente ondata
di fusioni, che anzi hanno avuto
effetti positivi’, ha detto Michael
Long, Ceo di Arrow Electro-
nics nel corso di una conferen-
za. “Quello che abbiamo visto €
un ampliamento della gamma
di prodotti, che apprezziamo
in particolar modo, in quanto
possiamo vendere ancor piu
materiale. Si espande il merca-
to creando maggiori opportu-
nita, specialmente in ambien-
ti dove la crescita € lenta”.
Condividono questo pensiero
anche altri distributori interpellati
quando NXP e Freescale hanno

continua a pag.8
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annunciato la fusione. Gli ana-
listi si aspettano che continuera
questa fase di consolidamento
nel settore dei connettori, an-
che per il forte interesse da parte
di aziende cinesi che oggi sem-
brano pronti a dare il via ad ac-
quisizioni sia negli Stati Uniti sia
in Europa.

1 TOP TEN in base

alle vendite

Quali sono le prime dieci azien-
de nel settore dei connettori?

Computers Business
and Retail

Education Instrum ents

Pedpherals
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Bishop & Associates ha stilato
una classifica relativa al 2014,
mettendo al primo  posto
TE Connectivity con uno share
pari al 16,7%, seguita da Am-
phenol (9%), Molex (7,1%). A
queste prime in classifica seguo-
no Delphi al quarto posto con
una quota di mercato del 5,5%,
Foxconn (Hon Hai) al quinto con
uno share del 5,2%, Yazaki al
sesto posto (4,3%), a seguire
JAE (2,7%), JST (2,5%), Hi-
rose (1,9%), Sumitomo Wi-
ning Systems al decimo posto
con una fetta di mercato pari
al’'1,8%.

Medical Industrial Automotive

Equipment Equipment Equipment

Foxconn Foxconn TE Cor ¥ TE C TE & TE C
Maolkex TE Connectndy Rosenberger Molex HARTING Yazak
LuxShame J5T LuxShare Amghenol Amphencl Delphi
TE Connecthity Molex LEMO SA LEMO SA Molex JAE
Amphenol Smiths Molex au J5T Sumitomo
FCi Lux Share Foxconn Deelphi Bekden, Inc J5T
LEMO SA Rosenberger Radiall Samiec Phoenix Contact AVXEico
LOTES Co. Ltd IRISO Hosiden oDy m Rosenbemer
JAE w RSO Radiall Wisidmilier Amphenal
Shenzhen Deren Sumitomo E Phoenix Samtec Korea Electric

=
o

0 0 N R W N -

Telecom

Other

Transportation Military Datacom Consumer Blectronics
Equipment Bectronics Equipment Becironics Equipment
Deiphi TE Connectity TE Connectivty Molex TE Connectivity
TE Connectivty A d A TE Connectivity Hirose
Amphenol China Avation Molex JST Delphi
Malex Glenair JAE CommScope Sumitomo
Yazaki T Hirose Delphi Multi-Contact
Sumitomo Carlisle Lux Share IRISO Faxconn
Carlisle S Rosenberg LuxShare M
Korea Electnc Radall CommScope JAE Samlec
Lear Corporation Delphi Foxconn FQa JAE
Kestal Kontakt oou Deiphi Hirose JST

| TOP TEN per settore di mercato
| prodotti sono stati classificati in dodici principali categorie o tipo-
logie. Nella due tavole vi sono i 41 nomi delle aziende attive nelle
applicazioni considerate. - Fonte: Bishop & Associates

e Telephone!
Rectangular Circular Telecom
TE Connectivty  TE Connectivty Foxconn Rosenberger Amphenol Malex
Molex Foxconn TE Connectiwty Amghenal Belden, Inc TE Connectimty
Faxconn Moiex Maiex TE Connectmty  TE Connectivty Amphenol
Amghend JAE LOTES HUBER+SUHNER LEMO CommScope
JST Lux Share Y amaichi CommScope Delphi Foxconn
Hirose ST Foxclink Hrose Carlisle LuxShare
JAE P p LuxSh Sounau JST
Samtec Delphi Bizlink Radall China Aviation Falink
AVXElco Yazaki Hirose HPEXCo., Ltd oDy HARTING
LuxShare Lt Fa Foxconn Glenair Hirose
Terminal Powerl Applicaion
Blocks High Voltage Specific Jthe
TE Connectmly  Phoenix Contact HARTING Amphend Deiphs Amphenol
CommScope Weidmller Amphenol TE Connectity Yazaki JAE
Amphencl WAGO TE Connectivty JST TE Connectity  TE Connectivity
Molex ABB Entrelec Soufiau Yazaki Amphenol Yazak
Dedphi TE Connectivly Maex Delphi Mol Delphi
Rosenberger Molex J5T mr Sumitomo wm
China Aviation FQ China Awiation Molex Korea Electnc Molex
HUBER+SUHNER  HARTING JAE FQ Kostal Kontaki China Avation
Radiall AVXEico o Sumitomo Lear Hirose
Yazak AMETEK

SMK

China Awation JST FQ

| TOP TEN per tipologia di prodotto

Un mercato

agli infrarossi

Nel mercato dei rilevatori a infrarossi le opportunita
di crescita saranno al di fuori delle applicazioni tradizionali
e in particolare nell’ambito degli edifici intelligenti
e dei telefoni cellulari

ANTONELLA PELLEGRINI |

Il mercato dei rilevatori a in-
frarossi andra a generare cir-
ca 500 milioni di dollari nel
2020, grazie ai settori tradi-
zionali, ma un forte contributo
arrivera da quelli emergenti.
Lo si apprende da un report
realizzato da Yole Développe-
ment, che indica, inoltre, che
i dispositivi per il rilevamento
del movimento rappresentano
la fetta piu significativa di tutto
il settore, con uno share che
occupa quasi la meta delle
entrate. Ma anche altre appli-
cazioni contribuiscono a fare
crescere questo mercato.

Un esempio & il settore del

o
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Double digit growth expected, fueled by traditional “cash cow
applications and new fast-emerging “star” applications
(Source: Fiip Chip: Infrared Detector Technology & Market Trends Report 2015, October 2015)
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TaV_Olill ;62%3 lighting, che integra in misura
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gli analisti| SeMPre maggiore i rilevatori

prevedono una
crescita a due
cifre nel mercato
dei rilevatori

agli infrarossi,
grazie ai settori
tradizionali, ma
anche a quelli
emergenti.

a infrarossi nei sistemi di illu-
minazione intelligenti. Anche i
produttori di dispositivi mobili
sono molto interessati a utiliz-
zare tali dispositivi per aggiun-
gere ai loro prodotti la funzio-
ne che permette di misurare la
temperatura corporea. In que-
sto ambito, le prime applica-
zioni portatili sono gia disponi-
bili, e gli smartphone saranno
il passo successivo, una volta
risolte certe problematiche
tecniche ancora in sospeso.

| rivelatori di serie, che vanno
dalle medie dimensioni (da

4x4 a 16x16 pixel) alle gran-
di dimensioni (da 32x32 e
oltre) dovrebbero crescere a
un Cagr del 26% nel periodo
2015-2020. Quelli di medie
dimensioni sono sempre piu
implementati per un miglior
comfort nei segmenti del ri-
scaldamento, ventilazione e
aria condizionata (HVAC) dai
produttori di sistemi giappo-
nesi quali Daikin, Mitsubishi
e Hitachi. Quelli di grandi di-
mensioni  vengono utilizzati
nel retail per il conteggio delle
persone, e sono sviluppati da
Irisys / Fluke. Si stima che nel
2016 i rilevatori a infrarossi sa-
ranno ampiamente introdotti in
mercati chiave, quali gli edifi-
Ci intelligenti, grazie ai nuovi
prodotti introdotti a prezzi piu
bassi, tra 10-20 dollari. Questi
sensori forniscono una vasta
gamma di funzioni utili per i
sistemi BMS (Building Mana-
gement) per gestire in modo
centralizzato l'illuminazione, le
porte e le finestre di apertura
e tutto 'ambito del condiziona-
mento e riscaldamento.

Sviluppi tecnologici
Secondo gli analisti, per un
vera e proprio diffusione e
conseguente successo nel
mercato sara necessario ab-
bassare i prezzi.

| rivelatori piroelettrici e termo-
coppie sono le due tecnologie
dominanti. Oggi, con la loro
quota di mercato divisa ap-
prossimativamente al 60/40,
la tecnologia piroelettrica e
I'unica opzione di rilevamento
del movimento, mentre la piu
recente tecnologia a termopila
& utilizzata per il rilevamento
della temperatura o il rileva-


http://www.foxconn.com/
http://www.jae.com/en/index.html
http://www.tqcsas.it/
http://www.sws.co.jp/en/
http://www.sws.co.jp/en/

mento di gas. Quali sono le sfi-
de tecnologiche da affrontare?
Gli analisti osservano un
trend di crescita nella ricerca
di nuove funzioni associata
a una riduzione dei costi nei
diversi mercati del rivelatore.
Per quanto riguarda i rilevatori
di piccole dimensioni sara un
valore aggiunto aumentare la
risoluzione a quattro pixel e
la passaggio dall’analogico ai
sensori digitali / calibrati. Per
quelli di medie dimensioni,
una maggiore risoluzione e un
rilevamento piu veloce e piu
ampio dell'area considerata,
mentre per quanto riguarda la
fascia di prodotto dalle grandi
dimensioni, la riduzione dei
costi & chiaramente I'obiettivo
principale per poter accedere
ad applicazioni quali edifici in-
telligenti.

Per ridurre i costi, i produttori
si stanno concentrando il loro
sviluppo tecnologico sulle di-
verse parti del rivelatore: di-
mensione dei pixel, imballag-
gio e ottica sono tra le priorita.
Un mercato in crescita, come
quello dei rivelatore a infraros-
si, sta attirando nuovi player a
vari livelli della catena di ap-
provvigionamento con un evi-
dente futuro cambiamento del
panorama generale. Lillumi-
nazione € I'ambito piu diffuso
per quanto riguarda gli edifici
smart. Produttori di illumina-
zione come Philips Lighting
stanno sempre piu fornendo
tali sensori andando a com-
petere con aziende come
Schneider Electric, Siemens e
Honeywell. Nell'ambito mobile,
i sensori multipli integrati in un
‘hub sensori’ sono sempre piu
utilizzati dai produttori di tele-
foni cellulari al fine di facilitare
lintegrazione dei sensori. Re-
sta da vedere quale sensore
hub e quale azienda iniziera a
integrare la funzione di termo-
metro IR. Sara un hub inerziale
del calibro di ST, Invensense e
Bosch, oppure ambientali, da
aziende come Knowles, Sen-
sirion, Bosch e ST, o ancora
ottici dai player quali Sony,
Omnivision o AMS?

MERCATI - REPORT
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Elettronica & lavoro

Con questo report EONews vuole portare I’attenzione
su alcuni temi che riguardano le opportunita di lavoro

nei settori dell’elettronica

FRANCESCA PRANDI |

Il cambiamento nei mercati
e le continue novita tecnolo-
giche hanno effetti inevitabili
sull’organizzazione azienda-
le, sulle competenze richie-
ste e sui diversi ruoli svolti
dal personale tecnico. Senza
pretesa di esaurire I'argo-
mento abbiamo ascoltato le
osservazioni di alcuni ma-
nager di aziende del settore,
che ringraziamo per la par-
tecipazione: Antonello Mar-
tegani, amministratore dele-
gato di Kevin Schurter, Erika
Merli, HR Manager di Prima
Electro, Paola Visentin, re-
sponsabile marketing & glo-
bal communication di RFID
Global, Cristiano Bertinotti,
product and area manager di
Sistemi Avanzati Elettronici,
la direzione del personale di
STMicroelectronics, oltre a
Stefano Ferrinda, consulente
di Technical Hunters, societa
di head hunting.

L’evoluzione del

lavoro tecnico nei
settori dell’elettronica
“Il lavoro tecnico nel settore
elettronico oggi € estrema-
mente differente rispetto a
cio che era negli anni pas-
sati -esordisce Stefano Fer-
rinda di Technical Hunters.
Come effetto della crisi, le
aziende hanno modificato il
modo di porsi sul mercato.
Molte hanno spinto la diver-
sificazione o [liperspecializ-
zazione dei propri prodotti
con l'intento di renderli unici
e irripetibili. Sotto I'aspetto
del lavoro cio ha portato alla
ricerca di figure estremamen-
te specializzate, molto piu
che in passato. Nella nostra
attivita di ricerca e selezione

di personale specializzato
nel’ambito del middle e top
management lo riscontriamo
quotidianamente nelle richie-
ste che ci pervengono dalle
aziende clienti”.

“Il tecnico generico
inteso secondo i vec-
chi canoni sta scom-
parendo - osserva
Cristiano  Bertinotti
di Sisav. La direzio-
ne del lavoro tecnico

: D : ANTONELLO
infatti € in evoluzione MARTEGANI,

verso  competenze amministratore Sul versante delle

che da una parte delegato di Kevin competenze tecni-
Schurter

diventano molto ge-
neriche e coprono
vari settori per forni-
re un’opera che é di
consulenza  (orien-
tata alla vendita,
ndr) pit che di tipo

strettamente tecnico. -

D’altra parte le com- ERiKA MERLI,

do cosi del tempo prezioso”.
“Dalla nostra esperienza, I'in-
novazione ha forgiato nuovi
profili professionali -dice Pa-
ola Visentin di RFID Global;
in particolare & emersa la
figura del Product Manager,
evoluzione del commerciale
tout court e ponte tra il dipar-
timento tecnico con le sue
analisi, gli spunti e
le feature da un lato
e le aspettative del
mercato dall’altro, di-
ventando espressio-
ne della collabora-
zione e della sinergia
tra gli input tecnici e
quelli applicativi.

che, rientrano nella
cassetta degli at-
trezzi alcuni must:
cloud e mobile, sul
lato software, pro-
grammazione di Sin-
gle Board Computer
orientate al mondo
open source e vota-

petenze diventano HR manager di  te nella loro struttura

invece molto specifi- Prima Electro

che e di nicchia. Alla

fine, a mio avviso, si avranno
due figure, il nuovo tecnico
‘generico’ che copre mansio-
ni pit commerciali e quello
specializzato”.

“Rispetto al passato, il tecni-
co deve essere sempre e co-
stantemente aggiornato sulle
novita che si susseguono in-
cessanti -aggiunge Antonello
Martegani.

E dato che le novita sono
moltissime, e non tutte pos-
sono essere vagliate da un’u-
nica figura, & necessario che
il tecnico sia specialista di un
campo specifico. Laggiorna-
mento costante & facilitato
da Internet, ma & anche im-
portante che il tecnico abbia
contatti continuativi con i FAE
dei costruttori o dei distribu-
tori per essere consigliato
nella scelta del prodotto e
della tecnologia, risparmian-

all’interconnessione
loT, sul lato hardwa-
re. Unendo in un’unica rifles-
sione simili dinamiche del
lavoro, ne deriva che anche
un’azienda ben consolida-
ta, con una storia ed un’in-
frastruttura alle spalle, puo
cosi dar voce all'innovazione
che oggi & tipicamente rico-
nosciuta alle start-up, adot-
tando e condividendo al suo
interno una simile visione di
lavoro”.

Le nuove necessita

nel recruitment

“Visto che oggi non si puo
trascurare la disponibilita di
tecnici specialisti, un reclu-
tamento ben condotto deve
muovere da una grande
chiarezza sulle conoscenze
tecniche che debbano es-
sere richieste ai candidati

continua a pag.10
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-afferma Martegani. Il grado
di istruzione adeguato resta
comunque uno degli elemen-
ti primari nella selezione del
candidato”.

Per aziende ad elevato con-
tenuto tecnico come
STMicroelectronics, r
gli orizzonti del re-
cruiting  dovranno
tendere ad ampliarsi = .
sempre di piu in ter-  ®
mini geografici, dato
il crescente calo di PAOLA

laureati nel setto- VISENTIN,
responsabile
Marketing

re ingegneristico di
interesse  specifico & Global
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ta da figure con un passato
tecnico recente.
Questo & sicuramente il ‘nuo-
vo’ valore aggiunto della fase
commerciale”.
“A mio avviso le aziende che
vogliono essere all'avan-
guardia fanno prevalere le
attivita progettuali rispetto a
—=m quelle commercia-
li”, & il commento di
Antonello Martega-
ni, che & sostanzial-
mente condiviso da
. Bertinotti: “Il ruolo
dellarea commer-
ciale rimane eviden-
temente fondamen-
tale, ma deve essere
ben armonizzato con

dellazienda. In ter- Communication |e aree piu tecniche

mini di competenze,
nella stessa azienda
aumentano gli inse-
rimenti di PhD, so-
prattutto per posizio-
ni di progettazione o
applicazioni.

Resta sempre molto

importante selezio- CRISTIANO
BERTINOTTI,
product and

nare persone con

di RFID Global

della progettazione
e della produzione.
Tuttavia, capita an-
cora molto spesso
che la parte com-
merciale sia esage-
ratamente  predo-
minante su quella
tecnica e totalmente
scorrelata da essa.

formazione tecnica area manager di Per un’azienda, spe-
che abbiano anche Sistemi Avanzati cie se produttiva, cio

capacita spiccate di
lavoro in team, intra-
prendenza e risoluzione di
problemi.

Il rapporto tra

la componente
tecnico-commerciale

e quella tecnico-
progettuale

e produttiva

“l due aspetti si stanno fon-
dendo -afferma l'esperto di
Technical Hunters- anzi direi
che il commerciale vero e
proprio ormai non esiste piu.
Infatti tutte le aziende mo-
dernamente strutturate han-
no un’organizzazione com-
merciale altamente tecnica
che fin dai primi contatti sa
illustrare al cliente quali sia-
no i limiti o gli sviluppi tecnici
possibili rispetto alle richie-
ste effettuate.

In definitiva possiamo dire
che prevale una componente
commerciale, che ora & svol-

Elettronici

e decisamente peri-

coloso e pud portare
a scelte aziendali anacroni-
stiche e totalmente contro-
producenti”.
In STMicroelectronics lItalia
le attivita di R&D, ingegneria
e produzione sono senz’altro
prevalenti su quelle commer-
ciali.
La strategia commerciale
ha comunque un’importanza
rilevante all’interno della di-
namica aziendale soprattutto
nella fase di identificazione
delle opportunita di business.

I trend nelle

assunzioni

di personale tecnico
elettronico

“Attualmente, il trend genera-
le ci parla di una riapertura
globale del mercato, e non
solo nel settore dell’elettro-
nica -esordisce Ferrinda. Per
quanto riguarda i giovani ve-
diamo buone prospettive in

Automation engineer

Tra le cinque professioni tecniche emergenti nel 2016 seg-
nalate da Technical Hunters nel suo ultimo Osservatorio Lavo-
ro appare quella dell’ingegnere specializzato in automazione,
una possibilita occupazionale per figure che dispongono delle
necessarie competenze elettroniche.

L'Automation engineer si occupa dello studio preliminare del
progetto e della preparazione delle specifiche tecniche relati-
ve. Gestisce il collaudo elettrico in sede o presso il cliente, le
fasi di avwiamento e commissioning, la reportistica tecnica e la
diagnosi/risoluzione problemi. Si occupa della progettazione

HW/SW in sede.

Ha una consolidata esperienza nell’ambito impianti macchine/
automazione di almeno 5 anni. Conosce l'inglese e possiede
una laurea in ingegneria elettronica o informatica. Buona co-
noscenza PLC Siemens S7 e Rockwell, Motions Control e HMI.
Disponibile a trasferte anche lunghe. La retribuzione é tra i 45

e i 60 mila euro I'anno.

quanto le aziende stanno in-
vestendo molto nella forma-
zione del personale in modo
tale da disporre delle ‘nuove’
skill, approfondite e speciali-
stiche, che oggi sono neces-
sarie”.

“In generale osser-
viamo che si am-
pliano le richieste
nella meccatronica,
afferma Erika Mer-
li di Prima Electro.

Per quanto riguarda greraNo
la nostra Azienda, FERRINDA,

invece, negli ultimi consulente
» N€9 di Technical

tempi la ricerca di
personale si & con-
centrata su figure in
ambito hardware e firmware,
laser e additive”.

Nel corso del 2015 STMi-
croelectronics ha conferma-
to il suo forte interesse per
linserimento di neolaureati

Hunters

L’ingegnere
specializzato in
automazione e
una possibilita
occupazionale
per chi
possiede le
necessarie
competenze
elettroniche

e neodottorati in ingegneria
elettronica e informatica, e
anche in ingegneria fisica e
meccanica per alcuni speci-
fici ambiti tecnici. Nel corso
dellanno tutte le divisioni
di prodotto hanno
operato inserimenti
di personale, in pre-
valenza con espe-
rienza compresa tra
0 e 5 anni, senza
tuttavia  trascurare
alcuni inserimenti di
tecnici con maggio-
re expertise. Sono
sempre piu impor-
tanti la disponibilita
alla mobilita, anche
internazionale, e la capacita
personale di adattamento a
contesti differenziati.

“Una novita riguarda la figu-
ra del consulente - sugge-
risce Bertinotti. Sta emer-
gendo infatti tra le maggiori
opportunita occupazionali. |l
consulente deve offrire com-
petenza e conoscenza; pud
spaziare a 360° tra le tipolo-
gie di mercati e applicazioni
oppure pu0 focalizzarsi su
un solo settore, rimanendo
sempre versatile rispetto alle
richieste delle aziende che lo
scelgono come riferimento.
Questa professione implica
un buon livello di esperienza
e quindi non puo essere im-
provvisata con l'obiettivo di
diventare professionisti indi-
pendenti”.



Alimentazione programmabile
da 60V con interfaccia I>C

PMBus/I*C

LY LR

. Vin
1 da 4,5V a 60V
L
— Vorannee 1
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Controllo e telemetria grazie alla gestione digitale del sistema di alimentazione

L'LTC®3886, un controller step-down sincrono a due uscite, raggiunge livelli di controllo, telemetria e gestione digitale non ancora eguagliati,
nella progettazione di alimentatori switching ad alta tensione. Con un range di tensione di ingresso fino a 60V, ¢ in grado di convertire
un bus intermedio a 48V o 24V fino a sub-1V in un singolo stadio. Inoltre, fornisce una precisione di uscita mai raggiunta finora, con un
errore dell'uscita DC totale inferiore a +0,5% sulla temperatura. L'interfaccia seriale PMBus/I?C consente la programmazione e la lettura
telemetrica di parametri chiave, compresi la compensazione del loop di controllo e la registrazione dei guasti. L'LTC3886 va ad unirsi alla
nostra ampia famiglia di prodotti per la gestione digitale del sistema di alimentazione nel nostro ambiente di sviluppo su piattaforma

comune, LTpowerPlay™.

WV Caratteristiche

* Range di tensione di ingresso:
da 4,5V a 60V

e Errore di uscita DC: < +0,5% sulla
temperatura

e Interfaccia seriale conforme a
PMBus/I12C

 Compensazione del loop di controllo
programmabile

e EEPROM interno e registrazione dei
guasti

e Current sharing accurata in PolyPhase®
a 6 fasi

o Ambiente di sviluppo LTpowerPlay

Linear Technology Italy Srl ~ +39-039-5965080

Cruscotto LTpowerPlay

V Info e campioni gratuiti

www.linear.com/LTC3886
Tel.: +39-039-596 50 80
Fax: +39-039-596 50 90

www.linear.com/solutions/5761

AT, LT, LTC, LTM, Linear Technology, il logo Linear e PolyPhase sono
marchi registrati e LTpowerPlay é un marchio di Linear Technology
Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprieta dei rispettivi titolari,

Distributori

Arrow Electronics  +39-02-661251
Farnell +39-02-93995200
Digi-Key 800.786.310


http://www.linear.com/LTC3886
http://www.linear.com/solutions/5761
http://www.linear.com/product/LTC3886
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Distribuzione:
previsioni per il 2016

Digi-Key |

EONews: Quali prevede sa-
ranno le tendenze del mer-
cato della distribuzione di
componenti elettronici nel
2016?

Chris Beeson: Una delle
tendenze emerse dai clienti
indica che sono sempre piu
orientati all’acquisto di solu-
zioni dai distributori, non piu
solo di prodotti. Alcune socie-
ta iniziano a offrire soluzio-
ni discrete quando un cliente
desidera adattare, ottimizza-
re e consolidare un progetto
molto specifico. Sta emergen-
do anche una tendenza verso
un maggior numero di com-
ponenti costitutivi. | distribu-
tori assicurano ai clienti tem-
pi di immissione sul mercato
accelerati fornendo loro piu
elementi costitutivi, progetti di
riferimento e moduli certificati
FCC. Lultima cosa al mondo
che i clienti vogliono vedere &
perdere tempo “reinventando
la ruota” alla ricerca di una
soluzione che il produttore di
componenti ha gia trovato per
semplificare 'integrazione.

EONews: Quale potrebbe
essere la sfida piu difficile
e cruciale da affrontare il
prossimo anno?

Chris Beeson: Nella nostra
economia globale i distributo-
ri hanno diverse sfide da af-
frontare. Ad esempio, i nostri
clienti trovano assolutamente
naturale introdurre nuovi pro-
dotti e progetti in un luogo,
lavorare con un produttore
terzo per arrivare rapidamen-
te a dei prototipi in un altro

ANTONELLA PELLEGRINI

Intervista a Chris Beeson, Executive VP Vendite e
sviluppo fornitori di Digi-Key Electronics

luogo e magari produrre per
contratti di grandi volumi in
un terzo luogo ancora. Alcune
societa credono che il fatto di
avere delle sedi in piu paesile
renda “globali”. Tuttavia, con
clienti che richiedono l'invio di
pil componenti in piu localita,
la presenza in piu luoghi non
rappresenta sempre la solu-
zione piu semplice. Ecco per-
ché i distributori che riescono
a spedire facilmente i com-
ponenti da una sola localita
avranno la meglio nel settore
della distribuzione, in futuro e
contribuiranno ad abbattere il
time-to-market.

EONews: Negli ultimi 18
mesi ha assistito a un’evo-
luzione importante nel vo-
stro approccio al mercato?

Chris Beeson: Qui in Digi-
Key ci stiamo attivando in due
modi. In primo luogo ci as-
sicuriamo che il nostro sito
Web sia il luogo piu rapido,
piu facile e migliore in cui gli
ingegneri e i tecnici possono

I clienti
acquistano

dai distributori
sempre piu
soluzioni

cercare, informarsi e acqui-
stare componenti elettronici.
Per migliorarlo, raccogliamo e
valutiamo sempre i feedback
e i commenti espressi dai
nostri clienti. In secondo luo-
go, ci assicuriamo di avere in
magazzino l'offerta piu ampia

CHRIS
BEESON,
Executive
VP Vendite
e sviluppo
fornitori

di Digi-Key

possibile di componenti elet-
tronici, pronti per essere spe-
diti immediatamente da un’u-
nica localita. Vogliamo che gli
ingegneri stiano tranquilli sa-
pendo che da noi troveranno,
quando ne hanno bisogno, la
scelta piu aggiornata e miglio-
re dei componenti necessari
per realizzare i loro progetti.

EONews: Quali sono a suo
avviso i mercati piu interes-
santi o che presentano le
migliori opportunita?

Chris Beeson: Un’area a cui
Digi-Key dedica una particola-
re attenzione € Internet delle
cose (loT), il cui uso si sta ra-
pidamente diffondendo in nu-
merosi campi. Quattro dispo-
sitivi necessari per loT sono 1)
sensori, 2) controllo (MCU), 3)
connettivita e 4) sicurezza.

Esiste un’ampia varieta di sen-
sori, compresi quelli di pres-
sione e di temperatura, e il loro
mercato € in costante espan-
sione. | prezzi degli MCU sono
scesi drasticamente, incorag-
giando le piccole aziende a
sviluppare dei prodotti che ne
fanno uso. E nostra intenzione
espandere la gamma di questi
prodotti per soddisfare le di-
verse esigenze di sviluppo.

EONews: Quali sono le li-
nee di prodotti piu interes-
santi e con le migliori op-
portunita?

Chris Beeson: | prodotti RF, i
sensori e I'energy harvesting,
per ricordarne solo alcuni,
stimoleranno la creazione di
prodotti finali mai visti prima.

EONews: Avete qualche
percezione su quello che
sara I’andamento del
mercato della distribu-
zione di prodotti elettro-
nici nel 2016?

Antonello Martegani : In
generale nell’ultimo trime-
stre del 2015 abbiamo no-
tato un rallentamento delle
vendite anche come Kevin
Schurter SpA, ma questo
non ci preoccupa.

Siamo e rimaniamo ottimi-
sti, riteniamo infatti che il
2016 sara un anno miglio-
re del 2015 o che, nella
peggiore delle ipotesi, ver-
ranno confermati i numeri
dell’anno appena termina-
to.

Questa previsione dovreb-
be manifestarsi anche nel
caso il dollaro dovesse
indebolirsi, con un effetto
immediato sulla diminuzio-
ne delle vendite in termini
di fatturato, in particolare
per il settore dei semicon-
duttori.

EONews: Quale sfida po-
trebbe essere la piu diffi-
cile e critica da affronta-
re il prossimo anno?
Antonello Martegani: In
questi ultimi anni la sfida
principale che tutti noi, sia
produttori che distributori,
abbiamo dovuto affrontare
e stata sempre la stessa:
fare in modo che il fattura-
to potesse reggere e con-
trastare la crisi dei mer-
cati. P

er questo nuovo anno in-
fatti la sfida € ancora ripe-
titiva, la solita di sempre e
riguarda il fatturato: voglia-
mo fare di tutto per accre-
scere il fatturato del 2016,
ma non a tutti i costi.

Una oculata gestione della
nostra attivita e non solo
del fatturato resta sempre
alla base di una azienda
sana e con un futuro da-
vanti.

EONews: Negli ultimi 18
mesi avete riscontrato
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Kevin Schurter Mouser Electronics

amministratore delegato di Kevin Schurter

| Intervista a Antonello Martegani,

qualche evoluzione im-
portante del vostro ap-
proccio al mercato?
Antonello Martegani: Si,
abbiamo voluto rivedere la
nostra organizza-
zione.

Abbiamo incremen-
tato gli investimenti
in alcuni dei reparti
chiave per la no-
stra attivita, per cui
abbiamo deciso di

puntare al reparto ANTONELLO
MARTEGANI,

amministratore
co ed a quello re- gelegato di

di supporto tecni-

no essere introdotti.
Secondo noi in questo
momento i mercati che
crediamo siano piu inte-
ressanti ed abbiano una
maggiore poten-
zialita sono alcune
branchie della do-
motica, il medica-
le, I'utility ed il “we-
arable”.

EONews: Quali
sono le linee di
prodotto piu inte-
ressanti o con le

lativo alle vendite. Kevin Schurter maggiori poten-

Le maggiori risor-

se sono state in-
vestite soprattutto proprio
in quest’ultimo in termini
di venditori, per cui forze
vendita sul campo per me-
glio coprire il mercato ed
affiancare i clienti.
Abbiamo inoltre incremen-
tato gli investimenti nella
pubblicita, soprattutto in
termini di una maggiore vi-
sibilita dei nuovi prodotti da
noi rappresentati.

Un’altra evoluzione € rap-
presentata dalla rivisita-
zione dei prodotti venduti.
E’ stato deciso di por-
re particolare attenzione
ad alcuni comparti come
'Embedded, i sensori,
i Display, il wireless e gli
elettromeccanici.

EONews: Quali mercati
ritenete piu interessanti
0 con maggiori opportu-
nita?

Antonello Martegani: La
risposta in questo caso &
legata naturalmente all’at-
tivita di Kevin Schurter,
per cui attivita relativa sia
ai prodotti che noi rappre-
sentiamo che ai mercati
dove questi stessi posso-

zialita?

Antonello Marte-
gani: Come detto in pre-
cedenza, anche in questo
caso la risposta e legata
al nostro mondo ed alla
nostra attivita.

Domotica,
medical,
utility e
wearable,
sono i
settori con
le maggiori
potenzialita

Noi come Kevin Schurter
riteniamo che quello dei
sensori e quello dell’em-
bedded siano i settori che
attualmente hanno piu po-
tenzialita di crescita.

Ed & proprio per questo
motivo che abbiamo de-
ciso di investire in questi
comparti, e continuere-
mo ad investire anche nel
prossimo futuro.

marketing Emea di Mouser Electronics

| Intervista a Graham Maggs, direttore

EONews: Avete qualche
percezione su quello che
sara ’'andamento del mer-
cato della distribuzione
di prodotti elettronici nel
20167

Graham Maggs: Nel com-
plesso gli indicatori sugge-
riscono che nel 2016 la di-
stribuzione sara abbastanza
piatta, forse con una cresci-
ta ridotta, a una sola cifra.
Il settore ‘Catalogue’ o ‘Hi-
gh Service’ registra general-
mente una crescita maggiore
rispetto alla distribuzione in
volume della linea di prodotti
principale e negli ultimi anni
Mouser ha superato la con-
correnza in questo ambito.
Prevediamo grandi
opportunita di svilup-
po dell’e-commerce
al quale dedicheremo
grande attenzione nel
corso dell’anno.

EONews: Quale sfi- graHAM
da potrebbe essere MAGGS,
la piu difficile e cri- direttore

tica da affrontare il ?:,:,kaeﬂing’

prossimo anno? Mouser

Graham Maggs: Electronics

Condizioni di mercato
mutevoli e variazioni di cam-
bio - spesso causati da even-
ti globali sui quali non abbia-
mo alcun controllo - rappre-
sentano sempre la sfida piu
grande per i distributori come
Mouser.

Per quanto riguarda piu spe-
cificatamente il nostro merca-
to, la recente ondata di fusioni
e acquisizioni tra le aziende di
semiconduttori pud rendere
difficili le comunicazioni, quin-
di spetta a noi fare in modo di
rimanere molto vicini ai nostri
partner di produzione. Oggi
non si tratta solo dell’industria
dei semiconduttori, i clien-
ti hanno bisogno di progetti

di riferimento che includano
energia, sensori, componenti
passivi e di interconnessione,
quindi le interruzioni dovute a
fusioni e acquisizioni posso-
no causare ritardi durante la
ristrutturazione delle aziende.
Ecco perché Mouser mette
tanta cura nella fornitura di
soluzioni - progetti elaborati -
sul nostro sito.

EONews: Negli ultimi 18
mesi avete riscontrato
qualche evoluzione impor-
tante del vostro approccio
al mercato?
Graham Maggs: Lapproc-
cio di Mouser al mercato &
costante da alcuni anni: noi
siamo il distributore
NPl (New Product
Introduction), sup-
portiamo Iattivita di
progettazione, met-
* tendo a disposizione
~ dei clienti i semicon-
duttori e i compo-
nenti piu nuovi da
utilizzare immediata-
mente, in modo che
i loro nuovi progetti
possano sfruttare le
soluzioni tecnologi-
che piu recenti. Tuttavia, la
nostra strategia di mercato
e in continua evoluzione. Po-
niamo grande attenzione nel
fornire non solo il semicon-
duttore in sé, ma anche tutti
gli strumenti di progettazio-
ne e l'ecosistema di design
- tra cui schede di sviluppo
e progetti di riferimento. E
stiamo aumentando la nostra
presenza sui social media in
modo che i progettisti siano a
conoscenza di tutte le opzio-
ni a loro disposizione.

EONews: Quali mercati ri-

continua a pag. 14
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tenete piu interessanti o
con maggiori opportunita?
Graham Maggs: Mouser €
attiva in tutti i mercati. Inter-
net of Things e i dispositivi
indossabili stanno diventando
una realta, e i settori tradizio-
nali come elettrodomestici,
strumenti medicali e automo-
tive danno ancora buoni ri-
sultati. Anche il mercato degli
inventori, perché i ‘maker’ di
solito sono anche progettisti,
per cui un’idea che trovano
per il loro ultimo hobby po-
trebbe anche finire in un’ap-
plicazione professionale.

EONews: Quali sono le li-
nee di prodotto piu interes-
santi e che possiedono le
maggiori opportunita?

Graham Maggs: Mouser
rappresenta quasi tutti i
grandi nomi, cosi come una
vasta gamma di altri fornitori.
Naturalmente perché azien-
de come Texas Instruments,
Intel, STMicroelectronics,
Infineon, NXP, ADI, Maxim,

Prevediamo
grandi
opportunita

di sviluppo
dell”’e-commerce

TE, Murata, Vishay, Pana-
sonic, Altera e Broadcom/
Avago offrono una tale ric-
chezza di tecnologie e pro-
dotti che sono al centro di
molti progetti, ma per noi
importante avere una linea
completa di prodotti di star-
tup piu piccole che innovano
costantemente. Se dovessi
scegliere un’area di prodotto,
sceglierei i sensori, perché
ogni applicazione loT richie-
de un sensore.
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Informazioni in tempo reale sul mondo della distribuzione elettronica sono disponibili su

elettronica-plus.it, sezione Distribuzione

Panasonic estende
IPaccordo

di franchise

con Future

In seguito agli ottimi risultati con-
seguiti in Nord America, Future
Electronics, Panasonic ha deciso
di ampliare I'accordo di franchise
con Future Electronics che ora
comprende l'intera regione Emea.

Grazie al nuovo accordo, i clien-
ti di Future Electronics potran-
no beneficiare del supporto
offerto da ogni succursale di
quest’ultima situata nella regio-
ne Emea per tutta la gamma di
componenti passivi, moduli wi-
reless e sensori di Panasonic.
Oltre a cio, Future Electronics
estendera alla gamma di com-
ponenti di Panasonic la propria
politica “di lungo respiro” che
prevede il mantenimento a ma-
gazzino del piu ampio stock di
prodotti pronti per la vendita.
Lampia scelta di componenti
immagazzinati nel centro di di-
stribuzione per la regione Emea
di Future Electronics situato a
Leipzig (Germania) consentira
agli OEM che operano sul terri-
torio europeo di ordinare volumi
di produzione con la garanzia di
consegna il giorno successivo.
“Siamo convinti - dice Max Ja-

kob, direttore per le attivita di
distribuzione di Panasonic Au-
tomotive and Industrial Systems
Europe - che la decisione di
estendere questo accordo con
Future Electronics in Europa for-
nira un notevole valore aggiunto
alla nostra rete. Un’azienda come
Future Electronics sara in grado
di supportarci nell’acquisizione
di nuovi clienti e nell’in-
dividuazione di nuove
opportunita di business”.
“Panasonic - afferma Karim
Khebere, corporate vice-
president e managing di-
rector di Future Electronics
(EMEA) - & un’azienda di
primo piano che ha al suo
attivo I'introduzione di pro-
dotti decisamente all’avan-
guardia. Per questo motivo
j siamo particolarmente sod-

[ disfatti di avere I'opportuni-
ta di aiutare i nostri clienti

a scoprire le novita frutto delle
ricerche condotte da Panasonic”.

Rutronik

é distributore
mondiale

di Sensirion

Rutronik e distributore a livello
mondiale di Sensirion. Con que-
sto accordo, Rutronik arricchisce
ulteriormente il proprio vasto
portafoglio di sensori e suppor-
ta Sensirion nella distribuzione
a livello mondiale di sensori e di
soluzioni di misura ad alto valore
aggiunto

Laccordo globale di distribuzione
in esclusiva comprende i senso-
ri di umidita e di temperatura, i
sensori di pressione differenziali
oltre che i misuratori di flusso
di massa. “Grazie a Rutronik of-
friamo ai nostri clienti il servizio
migliore e soddisfiamo i crescen-

Da sinistra a destra: Hartmut Welte
(area sales manager DACH / Internatio-
nal Sales di Sensirion), Christian Con-
stantin (distribution channel manager
di Sensirion), Martin Grimmer (senior
marketing manager analog & sensors
di Rutronik), Solience Ngansso (pro-
duct sales manager analog & sensors
di Rutronik.

ti requisiti dei mercati orientati al
futuro attraverso livelli superio-
ri di efficienza e di prestazioni”
spiega Christian Constantin, re-
sponsabile del canale di distribu-
zione di Sensirion.

“| sensori di umidita e di tempe-
ratura della Serie SHTxx di Sensi-
rion hanno stabilito un vero e pro-
prio standard di mercato grazie al
loro alto grado di integrazione in
dimensioni compatte. Per questo
motivo siamo lieti di poter offrire
questi prodotti anche ai nostri
clienti in futuro“, spiega Martin
Grimmer, responsabile della divi-
sione di prodotto dispositivi ana-

logici e sensori di Rutronik.

Avnet Memec-Silica
distribuisce
in tutta Europa

Alliance Memory
Avnet Memec-Silica, societa di
Avnet, annuncia oggi I'amplia-

continua a pag.16
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mento della propria line-card in fran-
chising con l'inserimento di Alliance
Memory. Dopo i successi della part-
nership con Avnet, registrati nel Nord
America e in Asia, l'intera linea di
memotrie Sram e Dram a marchio Al-
liance Memory verra ora distribuita da
Avnet Meme - Silica in tutta la regione
Emea.

“Avnet & da oltre mezzo secolo una
delle aziende piu affidabili dell'indu-
stria elettronica e la sua capacita di
interagire a livello globale € unica nel
suo genere, seconda a nessuno” af-
ferma David Bagby, president e CEO
di Alliance Memory. “La societa ha
giocato un ruolo chiave nell’accre-
scere il profilo del nostro patrimonio
di soluzioni IC sui mercati nord-ame-
ricani e asiatici: siamo impazienti di
replicare  quei
successi anche
nella regione
Emea, dove ci
aspettiamo incre-
menti della nostra
base clienti in di-
versi settori indu-
striali”.

“Al fine di eli-
minare costose
riprogettazioni,
in tutto il mondo
cé una grande
richiesta di solu- &
zZioni di memoria
gia consolidate, specialmente nelle
dram”, dice Mario Orlandi, presidente
di Avnet Memec-Silica. “Alliance Me-
mory, anticipando queste richieste del
mercato, ha ampliato in modo signifi-
cativo il suo portfolio. Con le soluzioni
offerte dall’azienda e inserite nella no-
stra line-card siamo stati in grado di
rispondere alle esigenze dei mercati
del Nord America e dell’Asia. Siamo
ora pronti a fornire I'accesso a questo
tipo di soluzioni a livello globale”.

Accordo

di collaborazione

tra Infineon e RS

RS Components ha siglato un impor-
tante accordo di marketing globale
con Infineon Technologies per distri-

buire una vasta gamma di semicon-
duttori e altri componenti elettronici.
Il nuovo accordo rafforza il rapporto
di collaborazione gia in essere tra
RS e Infineon e permettera ai clienti
in tutto il mondo di acquistare facil-
mente una vastissima selezione dei
prodotti firmati Infineon e Internatio-
nal Rectifier.

“RS €& un distributore globale
di componenti elettronici molto
apprezzato sul mercato che ha
sviluppato un’eccellente offerta
eCommerce affiancata da un’infra-
struttura logistica di prim’ordine,’
afferma Andreas Forstner, head of
online sales di Infineon Technolo-
gies. “Questa nuova collaborazione
garantisce che i progettisti, gli svi-
luppatori e i maker facenti parte di
organizzazioni di ogni dimensione,
e localizzate ovunque nel mondo,

possano accedere facilmente e ra-
pidamente alla nostra gamma di
prodotti e tecnologie in continua
espansione.”

“Infineon & un fornitore d’eccellen-
za di tecnologie e prodotti a semi-
conduttore, affidabile e noto in tutto
il mondo e attivo in diversi segmen-
ti merceologici” dice Jon Boxall,
global head of semiconductors di
RS Components. “Questo accordo
garantisce che I'ampio catalogo di
prodotti Infineon sia a disposizione
di tutti i progettisti nel mondo affin-
ché possano scegliere e ordinare
facilmente i componenti desiderati
tramite il nostro sito web e li pos-
sano ricevere velocemente grazie
alla nostra organizzazione logistica
globale.”
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Mercato della Potenza: EONEWS ha intervistato

Martin Hagerdal, President, Ericsson Power Modules

Ericsson

LoTHAR MAIER |

EONews: Quale sara I'anda-
mento del mercato della po-
tenza nel 2016?

Martin Hagerdal: Nel 2016
saranno disponibili processori
per server con oltre 20 core su
un singolo chip e il supporto
per memorie DDR4 di ultima
generazione a bassa tensione.
| progettisti dovranno operare
SU server con processori equi-
paggiati con 30 core. In molti
sistemi questi dispositivi con
molteplici core saranno abbi-
nati con altre architetture pro-
cessore allo scopo di ottimiz-
zare il throughput sia nei data
center sia in numerose altre
applicazioni di comunicazione.
| due settori stanno rapidamen-
te convergendo in quanto | pro-
duttori di sistemi di comunica-
zione utilizzano le architetture
tipiche dei data center per per
supportare la migrazioni verso
architetture di tipo SDN (Sof-
tware-Defined ~ Networking).
Lintegrazione di FPGA (Field-
Programmable Gate Array),
GPU (Graphics Processing
Unit) e acceleratori custom con
CPU (Central Processing Unit)
dotate di molteplici core & un
chiaro segnale della crescente
focalizzazione  sull'efficienza
energetica per quanto riguarda
sia i data center sia le applica-
zioni di comunicazione.

| nuovi progetti richiedono non
solo elevate densita di energia
e basse tensioni, ma anche
il controllo preciso di ciascun
terminale (rail) di tensione e la
possibilita di restire molti termi-
nali in modo indipendente nel
punto di carico (PoL — Point of
Load).

A causa della diminuzione delle

tensioni di alimentazione a va-
lori inferiori a 1V, & necessario
poter disporre di correnti di ele-
vata intensita, fatto questo che
impone severi oneri sulle pre-
stazioni dei convertitori DC-DC
che alimentano i SoC (Systems
on Chip) sia in condizioni di sta-
to stazionario sia per quel che
concerne l'adattamento ai fe-
nomeni transitori. A causa degli
elevati livelli di corrente, & ne-
cessario che numerosi conver-
titori operino in sinergia e siano
in grado di adattarsi ai requisiti
del sistema target.

Poiché alcuni rail richiedono
livelli molto elevati di corrente,
€ necessario l'accoppiamen-
to di piu convertitori DC-DC
utilizzando tecniche di “phase
spreading” per ottimizzare la
potenza e garantire elevati livel-
li di efficienza. Mediante lo sfa-
samento delle uscite di piu con-
vertitori, il carico pud assorbire
elevati picchi di corrente senza
produrre alti picchi di interfe-
renze elettromagnetiche che si
potrebbero generare utilizzan-
do architetture di commutazio-
ne a fase singola. Grazie alla
tecnica di “phase spreading” €
possibile garantire una maggio-
re efficienza in presenza di ca-
richi di valore ridotto poiché le
fasi possono essere disattiva-
te nel momento in cui lattivita
del sistema ¢ ridotta e richiede
quindi una corrente inferiore. Si
tratta di una caratteristica di vi-
tale importanza in molti sistemi
centrali poiché il sistema ope-
rativo disattivera i core non uti-
lizzati per risparmiare energia,
riattivandoli solamente nel mo-
mento in cui variano le richieste
da parte del software.

Il fattore che permette di ottene-
re un elevato livello di efficien-
za in un ambiente dove sono

presenti prodotti di differenti
costruttori & 'adozione sempre
piu diffusa del controllo digi-
tale. Cosi come un protocollo
comune — il protocollo Internet
—ha permesso la comunicazio-
ne tra una pluralita di sistemi,
AMP mette a disposizione un
linguaggio digitale comune tra
i convertitori DC-DC. La comu-
nicazione attraverso PMBus, a
sua volta, assicura un collega-
mento molto stretto tra l'unita
per la gestione del sistema e
ciascun dispositivo di
potenza presente nello
chassis.

EONews: Quale sara
la sfida piu importan-
te da affrontare per il

te di sfruttare algoritmi caratte-
rizzati da una maggiore rapidita
di risposta per la regolazione
DC-DC, consentendo di valu-
tare un ampio spettro di strate-
gie per l'algoritmo di controllo.
Queste possono essere adat-
tate piu facilmente alle specifi-
che esigenze della particolare
applicazione di potenza presa
in considerazione perché la
maggior parte delle operazioni
di regolazione vengono svolte
via software. Le piu avanzate
tecniche di controllo permetto-
no anche di ridurre il numero di
componenti richiesto per il fil-
traggio delluscita ottimizzando
in tal modo gli ingombri a bordo
della scheda PCB, un fattore
chiave in tutte quelle situazioni
in cui risulta necessario instal-
lare piu convertitori DC-DC in
parallelo per supportare livelli
di corrente uguali o
superiori a 500A su
un singolo blade.

Con il controllo digita-
le il software pud uti-
lizzare i modelli delle-
lettronica utilizzata nei

prossimo anno? N convertitori e caricarli
Martin Hagerdal: MARTIN per effettuare un'a-
Sebbene abbia dimo- Efegﬁ;m“’ nalisi piu dettagliata

strato la propria effica- Ericsson Power delle esigenze del si-

cia per molti decenni, Modules
il controllo PWM (Pul-

se Width Modulation) di tipo
analogico & arrivato al capoli-
nea. La stabilita & un aspetto di
fondamentale importanza nel
progetto dell’anello di control-
lo di ogni convertitore basato
sulla modulazione PWM ana-
logica. Ma la stabilita spesso
va a discapito delle flessibilita
e della rapidita di risposta. Gli
alimentatori a commutazione
basati su tecniche di controllo
analogiche utilizzano spesso
una rete di compensazione per
regolare la risposta in frequen-
za dell’anello in modo da ga-
rantire un’eccellente risposta ai
transitori senza compromettere
la stabilita. Il progetto di questa
rete di compensazione puo es-
sere un’operazione molto lun-
ga e richiede in genere molti
tentativi.

Lelaborazione digitale permet-

stema. Una migliore

corrispondenza  tra
modello e comportamento as-
sicura un controllo piu preciso
e, nel caso dei convertitori DC-
DC come ad esempio il mod.
BMR46x, permette di ridurre il
numero di componenti passivi
esterni richiesti. Le caratteristi-
che a livello di sistema, come
ad esempio, la corrente di on-
dulazione ammissibile (ripple)
possono essere analizzate e
regolate utilizzando il tool sof-
tware EPD (Ericsson Power
Designer), grazie al quale &
possibile scegliere i condensa-
tori di filtraggio piu idonei.
Gli standard come quelli svi-
luppati dal consorzio AMP
(Architects of Modern Power),
del quale Ericsson & uno dei
membri fondatori, semplificano
linterazione richiesta tra i con-
vertitori di potenza presenti nel
sistema. Lobbiettivo di questo



CONSOrzio € creare un €ecosi-
stema per soluzioni di potenza
flessibili, di semplice uso e ca-
ratterizzati da un’elevata effi-
cienza realizzate da produttori
differenti e basate sulla tecno-
logia digitale.

Un comportamento piu dina-
mico a bordo del blade server
sara possibile grazie a una
maggiore flessibilita dell'archi-
tettura IBA (Intermediate Bus
Architecture). Ladozione della
tecnologia DBV (Dynamic Bus
Voltage) permettera di regolare
la potenza in modo da garan-
tire un adeguamento il piu effi-
ciente possibile al variare delle
condizioni di carico. La tecnolo-
gia DBV permette di ottenere
questo risultato modificando la
tensione del bus intermedio al
variare del carico. Un controllo
digitale avanzato della potenza
e un hardware ottimizzato ab-
binato a una serie di algoritmi
software permettono di imple-
mentare in maniera economica
la tecnologia DBV.

Grazie a ognuna di queste in-
novazioni, l'architettura di po-
tenza e pronta per affrontare
sia le sfide del 2016 sia quelle
future, quando i sistemi a piu
core a elevata densita rappre-
senteranno il nucleo centrale di
un mondo sempre piu digitale.

EONews: Negli ultimi 18
mesi ci sono state signifi-
cative evoluzioni nel vo-
stro approccio al mercato?
Martin Hagerdal: La risposta
alla domanda: “Perché au-
menta I'adozione della poten-
za digitale?” & relativamente
semplice. Si tratta della sola
via praticabile per soddisfare la
crescenza domanda di poten-
za e per risolvere in maniera
efficace le relative problemati-
che di gestione dei data cen-
ter e delle schede server, che
ospitano parecchi terminali DC
separati per scheda (un nume-
ro compreso tra 12 e 20 non
e insolito). Inoltre, solamente
la potenza digitale € in grado
di supportare I'esponenziale
aumento della richiesta del ca-
rico: la domanda di potenza

a livello di singola scheda nel
settore dei data server €& cre-
sciuta di un fattore pari quattro
(da 300 a 1.200W) dagli inizi
degli anni ‘80. Nel 2015 si sono
raggiunti i 3kW per scheda e
alcuni studi prevedono che en-
tro il 2020 il consumo di poten-
za sara pari a 5kW per scheda.
| benefici derivati dalladozione
della potenza digitale sono pe-
raltro ovvi: maggiore efficienza,
che si traduce in una riduzione
sia dei costi operativi sia della
dissipazione termica (e quin-
di del calore che deve essere
rimosso), diminuzione degli
ingombri  (con conseguente
aumento dello spazio disponi-
bile sulla scheda) e possibilita
di garantire la compatibilita con
normative che impongono vin-
coli sempre piu severi.

Ma i vantaggi della potenza
digitale vanno oltre a quelli,
abbastanza owvi, poco sopra
elencati, favorendone in tal
modo la diffusione in sistemi
caratterizzati da livelli di poten-
za anche inferiori all'intervallo
compreso tra 25 e 100°, seg-
mento nel quale il tasso di pe-
netrazione &€ molto elevato. Tra
i principali vantaggi si possono
annoverare i seguenti:

* notevoli miglioramenti in fase
di gestione e supervisione, gra-
zie ai quali l'alimentatore pud
riportare dati operativi e pre-
stazionali al controllore del ser-
ver, oltre a modificare in modo
dinamico parametri e punti
di funzionamento cruciali se-
guendo le indicazioni fornite al
fine di adattarsi al variare delle
condizioni.

¢ Messa in sequenza piu “intel-
ligente”, dove ognuno dei nu-
merosi terminali di potenza pud
seguire un andamento a rampa
in salita (ramp up) o in discesa
(ramp down) in qualsiasi ordine
con, se necessario, la tempo-
rizzazione di questi andamen-
ti. Questa messa in sequenza
pud anche essere modificata
“al volo”.

* Algoritmi di controllo adat-
tativo che assicurano migliori
prestazioni rispetto alla singo-
la strategia di controllo basta
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sullhardware dell'alimentatore
analogico.

* La maggior “piattezza” della
curva di efficienza in funzione
del carico significa che un ali-
mentatore digitale & in grado
di garantire migliori prestazioni
anche in presenza di carichi di
valori ridotti, con conseguente
ulteriori risparmi sui consumi.

¢ Oltre agli ingombri piu ridot-
ti, senza dubbio un vantaggio
considerevole ma difficimente
valutabile in termini economici,
& garantita la semplificazione
della BOM (Bill Of Material)
grazie alla diminuzione del
numero di component passivi,
mentre sono richiesti conden-
satori “bulk” con valori di capa-
cita inferiori per il filtraggio in
uscita: cio permette di ridurre
laltezza dei componenti e di
conseguenza dell'interspazio
tra le schede.

EONews: Quali so-
no le linee di prodotto
piu interessanti o con le
maggiori potenzialita?
Martin Hagerdal: Piu che di
prodotti parlerei delle potenzia-
lita dellapproccio che prevede
l'uso della potenza digitale:

e Per [laffidabilita, I'enorme
numero di installazioni ad alta
affidabilita ed elevata concen-
trazione presenti sul campo,
che hanno fatto registrare cu-
mulativamente milioni di ore di
funzionamento e di registrazio-
ne dei dati, ci permette di forni-
re dati attendibili relativamente
alle prestazioni effettive e dimo-
strato senza ombra di dubbio i
vantaggi e i risparmi che & pos-
sibile conseguire.

e Per quanto concerne | tool
di configurazione come [inter-
faccia utente grafica Ericsson
Digital Power Designer (EPD),
la loro adozione semplifica
non solo la fase di set-up ma
permette anche ai progettisti
di valutare i compromessi e
di verificare cosa succede nel
momento in cui eseguono una
regolazione dei parametri per
soddisfare molteplici obiettivi
spesso in conflitto tra di loro.

* Per quanto concerne I'approv-

vigionamento, il consorzio AMP
(Architects of Modern Power),
costituitosi nel 2014, mette a di-
sposizione degli utilizzatori pro-
dotti di potenza compatibili con
comandi di controllo e comuni-
cazione e file di configurazione
comuni. | membri fondatori di
questo consorzio per l'industria
della potenza sono Ericsson,
Cui e Murata, tutte aziende che
possono vantare competenze
di prim’ordine e lusinghieri ri-
sultati nel settore della potenza
digitale. Nel momento in cui al-
tri costruttori aderiranno a que-
sto consorzio, i problemi legati
allapprovvigionamento o ai
prezzi tenderanno a scemare
ulteriormente.

Come osservava Yogi Berra,
leggenda del baseball e filo-
sofo: E’ difficile fare previsioni,
specialmente per quel che ri-
guarda il futuro”. In ogni caso le
line guida sono ben delineate:
la richiesta, in costante aumen-
to, di una maggiore capacita di
potenza per scheda nei server
e nei data center, unitamente
alla necessita di ridurre | co-
sti operativi e aumentare nel

Sebbene in auge
da decenni, il
controllo PWM
analogico e
arrivato al
capolinea

contempo le prestazioni, pud
essere soddisfatta solamente
ricorrendo alla potenza digitale.
Questo approccio garantisce
non solo miglioramenti per quel
che riguarda gli elementi base
come efficienza, ingombri e co-
sti. Le ulteriori caratteristiche e
le funzionalita che mette a di-
sposizione sono l'unico modo
per implementare le nuove
strategie di controllo e gestio-
ne a livello di scheda richieste
dalle schede delle future gene-
razione che saranno caratteriz-
zate da alta potenza, elevata
complessita e dalla presenza
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Industry 4.0
Pelettronica

La completa implementazione dei concetti di Industry 4.0
nel settore dell’elettronica potrebbhe permettere di ottenere ulteriori
vantaggi in termini di efficienza e di costi per questo settore

FRANCESCO FERRARI |

Industry 4.0 -qualcuno la chia-
ma anche la quarta rivoluzione
industriale- promette di cam-
biare radicalmente le modalita
di produzione, ma quando ci
si trova di fronte a un sistema
industriale gia estremamen-
te sofisticato come quello del
settore dei semiconduttori a
molti sembra lecito chiedersi
se questa trasformazione pos-
sa produrre ulteriori significati-
vi vantaggi.

Alcuni analisti  sottolineano

prevista per I'loT (Internet of
Things) richiedera necessa-
riamente componenti a basso
costo e dai consumi partico-
larmente ridotti. Il numero di
componenti necessari alla
crescita dell’loT nei prossimi
anni e nellordine delle decine
di miliardi, ma questi compo-
nenti non saranno realizzati
come le tecnologie piu sofisti-
cate disponibili, proprio per la
necessita di avere componenti
pil economici.

Questa esigenza di ridurre i
costi -gli esperti valutano di

Mentor Graphics per I'lndustry 4.0

Mentor Graphics ha recentemente annunciato il rilascio della nuova versione del software
Valor Process Preparation, focalizzata sulle esigenze per I'ingegnerizzazione espresse nei
concetti di Industry 4.0. Questa soluzione di Mentor Graphics propone la “digital manu-
facturing mastery”, cioé la capacita di organizzare I'allocazione dei prodotti per configu-
razioni multiple di produzione, cosi come la capacita di passare rapidamente tra diversi
prodotti, offrendo la flessibilita richiesta per I'lndustry 4.0, grazie al consolidamenti del
modello completo del prodotto e un qualsiasi numero di definizioni relative per il processo
di produzione in un unico contenitore efficiente. Il software Valor Process Preparation uti-
lizza tecniche di simulazione di processo e di generazione delle librerie per le macchine in
modo da realizzare programmi pronti per I'utilizzo, dati operativi e istruzioni di produzione
per processi come I'SMT, I'assemblaggio e quello di test & inspection.

che occorre innovazione per
riuscire a superare alcune sfi-
de molto importanti. La prima,
per esempio, € legata al fatto
che la riduzione di costi che si
€ avuta sinora grazie al conti-
nuo scaling dei componenti &
ormai quasi giunta al termine.
| motivi sono piuttosto sempli-
ci: la continua integrazione di
un numero sempre maggiore
di componenti all'interno dei
singoli chip, richiesta per re-
alizzare prodotti tecnologica-
mente sempre piu sofisticati,
sta diventando estremamente
costosa dal punto di vista pro-
duttivo.

Su un altro fronte, I'esplosione

almeno cinque volte rispetto
agli attuali- nei prossimi anni &
quindi un obbiettivo prioritario
per molti produttori di semi-
conduttori.

Una prima soluzione sembra
essere il passaggio a nuove
tecnologie produttive, come
quelle FDSOI che risulta es-
sere pill economica rispetto a
quella FinFET e aziende come
per esempio GlobalFoundries
stanno realizzando questo
passaggio, ma, secondo gli
analisti, occorrono tuttavia in-
novazioni anche di altro tipo.
Diversi produttori stanno va-
lutando la possibilita di rea-
lizzazione alcune tipologie di

componenti  elettronici, per
esempio quelli low tech, usan-
do la stampa inkjet.

In generale, gli analisti ritengo-
no che una sensibile riduzione
dei costi nella produzione dei
componenti  elettronici, per
quanto possibile, richiedera
comunque del tempo e che
IIndustry 4.0 sara un elemen-

€ un problema banale visto
che lindustria dei semicon-
duttori & da sempre estrema-
mente riservata sulle proprie
tecnologie. La sfida sostan-
Ziale comunque resta quella
di realizzare impianti produttivi
estremamente flessibili e alta-
mente automatizzati. Laumen-
to della disponibilita di attrez-
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to determinante per questo
passaggio.

LIndustry 4.0 viene essenzial-
mente vista dagli analisti come
la digitalizzazione del settore
manifatturiero, con senso-
ri incorporati in quasi tutti gli
elementi dei prodotti e nelle
le attrezzature per la produzio-
ne, con sistemi cyber physical
(CPS) diffusi capillarmente e
lanalisi di tutti i dati rilevanti.
Tra i concetti di Industry 4.0
Ci sono per esempio l'integra-
zione verticale e orizzontale,
ma anche quella End-2-End
dellingegnerizzazione lungo
lintera catena del valore.

Di fatto I'industria dei semicon-
duttori ha gia fatto da tempo
molti passaggi verso questi
concetti e attualmente gli im-
pianti produttivi che lavorano
su wafer da 300 mm sono pro-
babilmente tra le implementa-
zioni pil vicine ai concetti di
Industry 4.0. In realta gli anali-
sti sottolineano che per realiz-
zare il tipo di condivisione dei
dati e la “digitalizzazione” insi-
ta nel concetto di Industry 4.0
ci sono ancora molti problemi
di risolvere. Uno di questi, per
esempio, € relativo alla gestio-
ne delle proprieta intellettuali
(IP) e alla necessita di condi-
visione delle informazioni. Non

condo gli analisti,
velocissimo, ma
molte aziende stanno propo-
nendo soluzioni per abilitare
questa evoluzione.

NXP, per esempio, sta pro-
ponendo la tecnologia NFC
(Near Field Communication)
per limplementazione di In-
dustry 4.0 e ha realizzato una
partnership  strategica con
Huawei per espandere il busi-
ness dellIndusty 4.0. Huawei
e NXP collaboreranno su di-
verse aree tecnologiche, dal
livello fisico a quello di rete e
sicurezza informatica. La part-
nership integrera le infrastrut-
ture ICT di Huawei e le solu-
zioni di connettivita di NXP per
FIndustry 4.0, focalizzandosi
su applicazioni come quali
I'automazione delle fabbriche,
logistica 4.0, connessioni wi-
reless sicure e reti di sensori.
Questo accordo & particolar-
mente interessante visto che
riguarda sia il mercato cinese
che quello globale e i dati degli
analisti, su questo fronte, sono
decisamente interessanti. IHS,
per esempio, stima che entro il
2025 I'Industry 4.0 colleghera
oltre 80 miliardi di dispositivi in
Internet. La Cina, inoltre, pre-
vede di investire una cifra in-
gente nei prossimi tre anni per
trasformare e modernizzare le
industrie nazionali.


http://www.nxp.com/
http://www.huawei.com/
http://www.globalfoundries.com/
http://www.mentor.com/
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Alla ricerca del miglior elettrolita
per le batterie a stato solido

PHILIPPE VEREECKEN I

Al giorno d’oggi, siamo abi-
tuati a portate con noi uno
smartphone e un laptop, di-
spositivi alimentati solitamen-
te con batterie a ioni di litio.
Attualmente queste batterie
funzionano con un elettrolita
liquido, fatto questo che rap-
presenta un ostacolo per la
miniaturizzazione. Il liquido, di
natura infiammabile, presenta
dei rischi per la si-
curezza, soprattutto
nel caso di utilizzo in
prodotti “indossabili”
0 medicali che devo-
no essere impiantati.
Poiché la presenza
dei sensori & desti-

PHILIPPE e

nata a essere sem- VEREECKEN, ricaricabili.

pre piu pervasiva, € Principal [l problema princi-
scientist

indispensabile indi-
viduare un sostituto
affidabile per questo
tipo di batterie. La
nuova unita di alimentazione
dovra essere molto piu com-
patta, oltre a garantire un liv-
ello maggiore di sicurezza.
Nel caso si potesse abbinare
questa batteria con la tecno-
logia a film sottile, la ricarica
della batteria stessa avver-
rebbe in tempi molto brevi. Si
tratta di una soluzione pratica
per batterie di piccole dimen-

Electrochemical
storage di Imec

La sfida consiste nell’abbinare
gli elettrodi 3D e I’elettrolita
composito a bhase di silice, al
fine di produrre una batteria a
stato solido 3D a film sottile

sioni, che saranno sempre ca-
ratterizzate da una capacita
limitata. In formati di dimen-
sioni superiori, una batteria di
questo tipo sarebbe lideale
per le applicazioni nel campo
dellelettronica flessi-
bile e magari anche
per I'alimentazione
dei veicoli elettrici. Si
potrebbe tranquilla-
mente affermare che
si tratta del “Santo
Graal” delle batterie

pale con le batterie a
stato solido & rappre-
sentato dal fatto che
non & ancora stato
individuato l'elettrolita ideale.
In questo settore sono stati fat-
ti notevoli progressi: a questo
proposito basti considerare i
numerosi documenti scientifici
pubblicati sullargomento. Res-
ta comunque il fatto che il set-
tore delle batterie non ha fatto
molto progressi rispetto alla
prima generazione di batterie
al litio allo stato solido, del tipo

, \

di quelle usate ad esempio nei
pacemaker. Batterie che tra
l'altro sono in grado di gener-
are correnti di ridotta intensita.
Le attuali ricerche condotte da
Imec sono finalizzate all’indivi-
duazione del miglior materiale
elettrolita per le batterie a sta-
to solido. Lattivita di ricerca e
attualmente focalizzata sugli
elettroliti compositi. In realta
esistono altri due tipi di elet-
troliti, ma presentano alcuni
svantaggi. Gli elettroliti po-
limerici non hanno sufficiente
conduttivita, mentre gli elet-
troliti inorganici richiedono un
processo a elevata tempera-
tura che provoca il danneggia-
mento degli elettrodi.

Di recente & stato sviluppato
presso Imec un elettrolita com-
posito che, oltre all’eccellente
conduttivita (2x10-4  S/cm),
risulta compatibile con i mate-
riali impiegati per la realizzazi-
one degli elettrodi (litio-ossido
di manganese per I'elettrodo
positivo e litio-ossido di titanio
per 'elettrodo negativo). Ques-
to elettrolita & formato essenzi-
almente da silice, un materiale
con il quale i ricercatori di Imec
hanno maturato significative
esperienze.

La sfida attualmente consiste
nellabbinare gli elettrodi 3D e
I'elettrolita composito a base
di silice al fine di produrre una
batteria a stato solido 3D a
film sottile. Se tutto procede
in base alla pianificazione
prevista, il primo prototipo di-
mostrativo sara pronto entro
anno. A questo punto saremo
in grado di dimostrate che le
batterie a stato solido 3D a
film sottile non sono un sem-
plice slogan, bensi una realta
che rappresenta una notevole
evoluzione nel campo della
tecnologia delle batterie e con-
sentira di realizzare dispositivi
elettronici ultra-sottili e batterie
in grado di caricarsi in un bat-

ter d’occhio.

Arrow e Cadence: collaborazione
per i progettisti hardware

Arrow Electronics e Cadence De-
sign Systems hanno annunciato una
collaborazione che offrira ai proget-
tisti 'opportunita di accedere a una
serie di strumenti di progettazione
integrati, concepiti per ridurre il tem-
po di sviluppo dei nuovi prodotti, al
fine di arrivare sul mercato piu rapi-
damente contenendo al contempo i
costi.

Nellambito di questa collabora-
zione, le due aziende prevedono di
offrire ai progettisti che utilizzano
la suite di strumenti per la proget-
tazione di circuiti stampati (PCB)
Cadence OrCAD, I'accesso ai dati
online dei componenti e dei proget-
ti di riferimento di Arrow attraverso
SiliconExpert. Nelle prime fasi del
processo di sviluppo del progetto
e durante la fase di cattura schemi,
I'accesso ai dati dei componenti ed
ai progetti di riferimento puo aiutare
i progettisti a ridurre i tempi di ‘time
to market’.

Attraverso questa collaborazione,
Arrow Electronics e Cadence offri-
ranno infatti 'opportunita di realiz-
zare dei prodotti ‘production-ready’,
verificando 'immediata disponibilita
delle parti, la conformita delle stesse
alle normative vigenti, assicurando-

siti di progetto e gli obiettivi di costo

XP Power apre il Centro di Configu-
razione Europeo per campioni

XP Power ha annunciato I'apertura
del suo Centro di Configurazione
Europeo situato vicino a Reading,
Regno Unito, che si va ad aggiunge-
re e integrare alle strutture esistenti
di configurazione in Nord America e
Asia. Il nuovo Centro Configurazio-
ne Europea con certificazione TUV e
UL offre ai clienti un rapido acces-
S0 a una vasta scelta di alimenta-
tori AC/DC configurabili modulari. |
prodotti configurabili comprendono
la serie fleXPower, MP e LP con la
possibilita di avere potenze in uscita
che vanno da 250 a 2500 Watt e da 1
a 20 differenti combinazioni di ten-
sione in uscita. A partire da gennaio
2016 XP Power sara in grado di for-
nire campioni di qualsiasi prodotto
configurabile entro la giornata suc-
cessiva e con quantita di pre-pro-
duzione entro una/due settimane.
| prodotti fleXPower, MP e LP sono
disponibili con certificazioni di si-
curezza per I'IT e il medicale, e sono
costruiti utilizzando uno chassis e
moduli di uscita in formati differenti.



http://www.imec.be/
http://www.arroweurope.com/it/home.html
http://www.cadence.com/
http://www.cadence.com/
http://www.xppower.com/
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L’evoluzione dei dispositivi
di potenza GaN

Le innovazioni nel campo della tecnologia dei substrati

e delle architetture dei dispositivi consentiranno la realizzazione

dei dispositivi di potenza GaN della prossima generazione

STEFAAN DECOUTERE
PROGRAM DIRECTOR

GAN TECHNOLOGY

(Imec)

I dispositivi di potenza basa-
ti sul nitruro di gallio (GaN)
avranno un ruolo di fondamen-
tale importanza nelle
operazioni di conver-
sione di potenza in
numerosi  dispositivi
elettronici di prossima
generazione quali ad
esempio carica batte-

rie, smartphone, com- STEFAAN
puter e server, oltre DECOUTERE

che in numerosi altri

sistemi impiegati in
applicazioni automotive, siste-
mi di illuminazione e fotovoltai-
ci. Negli ultimi anni il silicio si &
proposto come una soluzione
particolarmente idonea per
I'utilizzo come substrato per
laccrescimento del nitruro di
gallio, grazie alla disponibilita
di wafer con diametro di ampie
dimensioni e ai costi competi-
tivi.

Cid ha portato alla realizza-
zione di dispositivi di potenza
GaN-on-Si (nitruro di gallio su
silicio) con caratteristiche di
tutto rilievo: tensioni di soglia
superiori a 1,5V, on-resistance
inferiore a 100hm.mm e cari-
ca di gate inferiore a 0,01nC/
mm | ricercatori operanti in
ogni parte del mondo sono
attivamente impegnati nello
sviluppo dei dispositivi basati
su GaN della prossima ge-
nerazione caratterizzati da
migliori prestazioni e livelli di
affidabilita piu elevati sfrut-
tando al massimo le poten-
zialita dell’attuale tecnologia
GaN-on-Si. La crescita epi-
tassiale del nitruro di gallio su

silicio presenta in ogni caso
notevoli difficolta e pud esse-
re considerata alla stregua di
un possibile ostacolo per ulte-
riori miglioramenti dell'attuale
generazione dei dispositivi di
potenza basati su GaN. La
mancata corrispondenza a li-
vello di reticolo e termica tra
silicio e nitruro di gal-
lio limita la scalabili-
ta di questultimo su
wafer di dimensioni
maggiori e comporta
linsorgere di proble-
matiche di natura sia
morfologica sia per
quel che riguarda la
concavita/convessi-
ta del wafer rispetto
alla superficie mediana (wafer
bow). Nei laboratori di IMEC
viene adottato un approccio
duplice per supportare I'evolu-
zione dei dispositivi di potenza
basati sul GaN. Da un lato si &
portato a un livello piu elevato
di maturita tecnologica i dispo-
sitivi di potenza ottenuti per ar-
ricchimento (e-mode) a partire
da una piattaforma GaN-on-Si
da 200mm/200V e dallaltro si
sono costantemente ridefiniti i
limiti di questa tecnologia at-
traverso innovazioni a livello di
tecnologia del substrato.
Nello stadio finale si proce-
dera all'abbinamento tra il di-
spositivo ottimale e la migliore
tecnologia del substrato otte-
nuta.

Per quanto concerne i di-
spositivi, nel 2015 IMEC
si & dedicata allo studio dei
dispositivi di potenza di tipo
MISHEMT e p-GaN HEMT ot-
tenuti per arricchimento. No-
nostante le ottimizzazioni ap-
portate, i dispositivi MISHEMT
evidenziano ancora alcune
limitazioni. D’altro canto, con

la tecnologia p-GaN HEMT
ad arricchimento sono stati
ottenuti dispositivi campione
caratterizzati da specifiche di
tutto rilievo: V,, maggiore di
2V, R,, pari a 70hm.mm e
assenza di isteresi.

In parallelo sono state ana-
lizzate nuove architetture per
i substrati e si & proceduto
all’ottimizzazione della qua-
lita dello strato epitassiale e
delle prestazioni elettriche.
Per quanto concerne le ar-
chitetture del substrato, es-
se prevedono strati intermedi
(buffer layer) ad alta tensione
per consentire il funzionamen-
to in modalita normalmente
spento (normally off) dei di-
spositivi ottenuti in e-mode.
Sulla parte superiore dello
strato di nucleazione AIN, in-
vece, sono state apportate le
seguenti ottimizzazioni: 1) un
buffer AIGaN di tipo step gra-
ded (a variazione brusca), 2)
un buffer con struttura a su-
per reticolo (super lattice), 3)
un buffer con interstrati AIN a
bassa temperatura. Le ultime
due ottimizzazioni hanno dato
risultati promettenti in termini
di riduzione di difetti e delle
perdite e di tensioni di bre-
akdown.

| lavori futuri sono orientati
verso l'accrescimento di que-
sti buffer su substrati in grado
di garantire una migliore corri-
spondenza della costante del
reticolo e del coefficiente di
espansione termica.

In definitiva, grazie all'abbina-
mento tra i migliori dispositivi
e le pil avanzate architettu-
re per i substrati, si potranno
compiere progressi di notevo-
le entita nel campo dei dispo-
sitivi di potenza basati su GaN
delle prossime generazioni.

Avnel

AVNET ha annunciato la parteci-
pazione a Embedded World (Hall
5, Stand 5-101) con le sue nuove
soluzioni di componenti elettro-
meccanici, passivi e di potenza.
Durante la manifestazione unira
le proprie forze con i suo part-
ner chiavi, quali TE Connectivity
e TDK, presentando una serie di
soluzioni di connettivita wireless
basate su moduli per una vasta
gamma di applicazioni in ambito
loT. In particolare, saranno espo-
sti moduli transceiver a basso
consumo Bluetooth Smart, Wi-Fi
e ISM. A integrazione dei modu-
li @ prevista una vasta gamma di
soluzioni di antenna avanzate, ba-
sate su tecnologie ceramic-chip,
metallo stampato, PCB/Flex-PCB
e LDS.

AVNET offre una vasta gamma
di batterie disponibili in formati
standard e personalizzati in tec-
nologia agli ioni di litio e ai po-
limeri di litio. Ulteriori dispositivi
specializzati a norme IEC/EN/
UL60601 per applicazioni medica-
li nonché le bobine e i moduli per
i progetti di ricarica wireless.

Alla fiera verranno presentate so-
luzioni dedicate al rilevamento,
in particolare sensori di umidita,
gas, pressione, temperatura. Ap-
plicazioni tipiche includono edifici
intelligenti, monitoraggio sanita-
rio e medico, retail e automazione
di fabbrica.

(adence ee oo o

Cadence ha annunciato la par-
tecipazione a Embedded World
(Stand # 4 / 4-116) con le nuove
soluzioni in ambito ADAS per la
progettazione di nuovi chip in-
novativi. Con i DSP ottimizzabili
Cadence Tensilica e |'ecosistema
dei partner software associato, &
possibile implementare, nel modo
piu efficiente possibile, nuovi al-
goritmi per la comunicazione,
audio, imaging e vision, rispar-

Surepund View



http://www.avnet.com/
https://www.cadence.com/
http://7ohm.mm/
http://10ohm.mm/

miando fino a meta della superficie di silicio e riducendo
del 50% il consumo di potenza rispetto ad altre soluzio-
ni. Cadence offre una vasta gamma di IP per funzioni
di memoria, d'interfaccia e di sistema, per facilitare la
progettazione di applicazioni ADAS. In particolare, MAC
Controller Ethernet per automotive e MIPI camera/di-
splay controller/PHY IP. Automotive Ethernet, standard
orientato alle comunicazioni ad alta velocita a bordo dei
veicoli, & fondamentale per le applicazioni ADAS.
Cadence Protium & una piattaforma di prototipazione
FPGA avanzata per lo sviluppo software e la validazione
del sistema ad alte prestazioni. La piattaforma Protium
migliora la produttivita di sviluppo e facilita un veloce
bring-up rispetto al suo predecessore e altre soluzioni di
prototipazione basate su FPGA.

Come PCB ¢ il punto di integrazione per costruire pro-
dotti elettronici di successo, Cadence sta compiendo
passi da gigante verso la creazione di prodotti con il suo
PCB Allegro e strumenti di packaging design, cosi come
gli strumenti di analisi Sigrity SI / PI.

Rimanere aggiornati sugli standard piu recenti e la ge-
stione di tutti i dati associati ha sempre comportato un
grosso e oneroso sforzo manuale. Cadence Incisive ha
I'obiettivo di ridurre del 50% lo sforzo legato al mante-
nimento della conformita ISO 26262 automotive.
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Codico ha annunciato la partecipazione a Embedded
World (Stand 5-214) con i suoi prodotti Carambola-2, un
router WLAN di 28x38mm e il modulo Wi-fi single-band
DNSA-141/4.

Il nuovo modulo Carambola-2 & essenzialmente un rou-
ter WLAN, basato sul noto WiFi SoC Qualcomm Atheros
AR9331 che & presente sul mercato in un gran numero
di soluzioni router. Il processore MIPS integrato, con una
velocita di clock di 400MHz, ha tutte le capacita di calco-
lo necessarie per integrare completamente OpenWRT, e
con gli utenti OpenWRT hanno non solo il Linux Kernel
a portata di mano ma anche un file system e una massa
di pacchetti software per la comunita open source; tra
gli altri, c'e anche VPN, VolP, firewall e una interfaccia
web. Il modulo contiene 16MByte Flash e 64 MB di RAM
DDR2. Oltre ad una interfaccia USB (Host / Slave), Ca-
rambola-2 ha anche interfacce Fast Ethernet 2x. Il modu-
lo & certificato CE, FCC e IC.

| moduli DSNA sono basati sul QCA4002 altamente in-
tegrato (DNSA-141) e QCA4004 (DNSA-144) da Qual-
comm. Linterfaccia SPI consente un collegamento rapido
e facile in un sistema basato su MCU. In entrambi i casi,
gli utenti beneficiano del fatto che i protocolli dell'inte-
ro stack del protocollo TCP / IP e superiori come HTTP,
DHCP e DNS, sono gia integrati nei QCA4002 / 4. Alcu-
ne specifiche sono le seguenti: temperatura di funziona-
mento da -40 ° C - 85 ° C, adempimenti normativi CE,
FCC e IC, Antenna a bordo o connettore IPEX, alimenta-
zione Singola di 3.3V.

Congatec ha annunciato la partecipazione a Embedded
World (Hall 1/ 1-358) con i suoi moduli in formato COM
Express basic. | nuvi moduli della famiglia conga-TR3,
equipaggiati con i SoC AMD Embedded R-Series con 2
o0 4 core non sono caratterizzati da un TDP configurabile
ma si distinguono per l'integrazione della grafica AMD
Radeon e il completo supporto delle specifiche HSA 1.0.
I moduli COM Express sono ideati per tutte quelle appli-
cazioni che richiedono una grafica piu avvincente e ricca
di dettagli e/o garantire la potenza di calcolo necessa-
ria per |'elaborazione parallela. La GPU AMD Radeon
@ basata sull’architettura GCN (Graphics Core Next) di
terza generazione di AMD in grado di supportare fino
a 3 display indipendenti con risoluzione 4K e velocita di
refresh di 60 Hz attraverso interfacce eDP, DisplayPort
1.2 e HDMI 2.0. Congatec ha ampliato il proprio por-
tafoglio COM Express Basic con nuovo server di classe
moduli integrati. | nuovi moduli server-on-sono dotati di
processori i3 / i5 / i7 Intel Core (nome in codice Skylake)
6a generazione Intel Xeon. La memoria DDR4 dei moduli
conga-TS170 offre prestazioni fino a due volte tanto la
memoria di sistema per le applicazioni data-intensive,
consumando il 20 % in meno di energia. Inoltre, i moduli
offrono maggiore velocita del processore, cosi come il
supporto PCle Gen 3.0 per tutte le linee PCle e la nuova
grafica Intel HD P530.

Dave Embedded Systems

DAVE Embedded systems ha annunciato la sua parteci-
pazione a Embedded World (Hall 4 - Stand 481) con le
sue soluzioni miniaturizzate di sistemi embedded.
Grazie alla sua esperienza sulla progettazione e lo svilup-
po di sistemi embedded connessi al modo di sostenere
e promuovere le idee del cliente, DAVE & un partner per
le aziende che vogliono concentrarsi sul proprio valore
aggiunto. | Sistemi che in particolare DAVE presentera
sono AXEL ULite, il nuovo Sistema On Module basato su
Freescale i.MX6 UL dedicato alle applicazioni di potenza
ultra bassa. Inoltre, la linea di prodotti Computer single
board si rinnovera specificamente per fornire una solu-
zione completa per i clienti che vogliono concentrarsi sul
proprio valore aggiunto unico, senza investire su tecno-
logie impegnative come soluzione integrata di progetta-
zione Linux e HW.

Digi-Key

Digi-Key Electronics, leader nel settore della selezio-
ne dei componenti elettronici, ha annunciato la par-
tecipazione a Embedded World (Hall 4A, Stand 631),
dove saranno discussi modelli di business e tool di
design appropriati delle societa che possono aiuta-
re il progettista nel loro processo di progettazione.
Lo Stand di Digi-Key si trova nel padiglione 4A, Stand
631 e la societa avra rappresentanti presenti per discu-



http://www.codico.com/
http://www.congatec.com/en.html
http://www.dave.eu/
http://www.digikey.com/
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tere i loro strumenti di progettazione aggiornati che
comprendono nuove versioni con reticolazione, impor-
tazione, modelli open-source, Accelerated Designs EDA
-TOOL software e dati per i simboli e package. La societa
ha molte risorse per rendere il progettista di successo
tra cui, BOM manager, catalogo on-line, articolo, vide-
oteche e design di riferimento, una rassegna dei loro
strumenti EDA, supporto tecnico 24/7 e il sito eewiki.

Eurotech

Eurotech ha annunciato la partecipazione a Embedded
World 2016 (Hall 5 / Stand 5-145), presentano il loro por-
tafoglio integrato di soluzioni hardware e software per
le applicazioni M2M / loT , consentendo ai singoli svilup-
patori e integratori di sistema di abbreviare il time-to-
market e distribuire progetti

i S (6] wo  scalabili e flessibili. Gateway
' - M2M collega direttamente i
= %) W dispositivi distribuiti sul cam-
; po al cloud, in cui i dati ven-
Eviryware Cloud E gono raccolti, memorizzati

e gestiti dalle applicazioni
aziendali. ReliaGATE 10-20 da
Eurotech é un gateway di tipo
industriale progettato con opzioni di connettivita flessi-
bili. Basato sul processore Freescale i.MX 6Solo, sono
ottimizzati per alte prestazioni e di elaborazione ad alta
efficienza energetica. La ReliaGATE 10-20 Multi-Service
Gateway é un dispositivo intelligente robusto che com-
prende Everyware Software Framework di Eurotech
(FSE). Il ReliaGATE 10-20 comprende anche le interfacce
per la connettivita wireless, come Dual Gigabit Ethernet,
CANBus, fino a quattro porte seriali e tre porte USB.
E' inoltre facilmente integrato con ReliaCELL 10-20, ren-
dendo il gateway immediatamente implementabile su
diverse reti carrier mobili in tutto il mondo.

Una delle maggiori sfide nella creazione di soluzioni loT
e l'integrazione della tecnologia operativa con il mondo
IT aziendale. Avendo dispositivi, sensori e attuatori che
interagiscono con I'analisi e le applicazioni aziendali in
tempo reale, Everyware Nube (CE), la piattaforma di in-
tegrazione M2M / loT sviluppata da Eurotech, & sempre
stato un punto di forza per semplificare la gestione dei
dati per il collegamento di dispositivi distribuiti su servizi
cloud affidabili. Lultima versione Everyware Nube 4.1
estende le caratteristiche richieste per gli aggiornamenti
software over-the-air per supportare M2M su larga scala.

Green Hills eeeeccceee

Green Hills ha annunciato la partecipazione alla Embed-
ded World (Hall 4, Stand 4-325) con la presentazione
della nuova versione dell'ambiente di sviluppo integrato
MULTI. Con il rilascio della nuova versione, Green Hills
continua ad arricchire la propria rete di prodotti per ve-
locizzare il time-to-market e aumentare la produttivita
dei progettisti. MULTI 7 migliora le funzioni di automa-

zione e di semplificazione delle attivita di configurazio-
ne, per approcciare il debug multicore praticamente
con le stesse modalita del debug di processori a singo-
lo core. MULTI facilita la condivisione dei dati con altri
utenti e ottimizza I'interfaccia allo scopo di migliorare la
densita delle informazioni visualizzate e la loro persona-
lizzazione. MULTI & il primo ambiente IDE in commercio
che rispetta i piu severi standard di sicurezza funzionale,
tra cui IEC 61508:2010 (industriale), EN 50128:2011 (fer-
roviario) e I1SO 26262:2011 (automotive). Inoltre, MULTI
@ conforme ai livelli di sicurezza SIL 4 (Safety Integrity
Level) e ASIL D (Automotive Safety Integrity Level) ed &
certificato da TUV NORD e da exida.

HMS Industrial Networks

HMS Industrial Networks ha annunciato la partecipazio-
ne a Embedded Word (Hall 1 / 1-550) con le sue ultime
soluzioni FRC-EP, che consistono nel FRC-EP170 e la
FRC-EP190. IXXAT offre piattaforme hardware univer-
salmente utilizzabili per applicazioni sul banco di prova
o nel veicolo, attraente per le loro elevate prestazioni,
prezzi favorevoli, una vasta gamma di applicazioni e il
supporto per soluzioni software.

Questi dispositivi hanno FlexRay, CAN, CAN FD,
LIN, K-Line, USB, Ethernet, EtherCAT, interfac-
ce Bluetooth e RS232, I/0 analogici e digitali. Lo
Slot di espansione lo rendono semplice per aggiun-
gere altre interfacce, tra cui WLAN, GSM, o GPS.
Con il nuovo FRC-EP170, IXXAT ha introdotto una va-
riante molto compatta ed economica del familiare FRC-
EP190. Entrambi i dispositivi hanno lo stesso processore
e lo stesso sistema operativo, rendendo la nuova varian-
te completamente e altrettanto potente.

Il pratico FRC-EP170 & stato sviluppato per esse-
re utilizzato nei veicoli. | suoi principali campi di
applicazione sono soluzioni gateway per il collega-
mento a diversi livelli di integrazione ECU, control-
lori prototipo, |'espansione di data logger con in-
terfacce aggiuntive, e la visualizzazione del segnale
wireless utilizzando telefoni cellulari o tablet PC.
Le funzioni e applicazioni personalizzate possono essere
implementate rapidamente e facilmente da clienti, gra-
zie all'utilizzo del sistema operativo Linux e la disponibi-
lita di un kit di sviluppo software libero.

Kevin Schurter

Kevin Schurter ha annunciato la partecipazione a Em-
bedded World (IN ARRIVO HALL E STAND) con le sue
soluzioni industriali indicate per realizzare sistemi di con-
trollo per i settori dell'automazione, medicale, avionica,
trasporti, sicurezza e strumentazione di misura.

Le soluzioni sono indicate anche per la realizzazione di
sistemi interattivi, totem per pubblicita, segnaletica e
chioschi informativi.

Sono disponibili tutte le possibili interfacce di connes-
sione dati, sia con cavo che senza, e sono supportati i



http://www.eurotech.com/
http://www.ghs.com/
http://www.kevin.it/
http://i.mx/

sistemi operativi Linux, Android e Windows.

La tecnologia si compone di un'architettura ARM Cortex
A9 con processore Freescale i.MXé a singolo, doppio
o quadruplo core. Novasom & una soluzione altamente
flessibile e completa, attraverso il quale si pud avere ra-
pidamente una soluzione finita per realizzare un Panel
PC personalizzato. DART- IMX6 ¢ il prodotto piu piccolo
a basso consumo per applicazioni portatili. VAR-SOM-
AM43, modulo basato su relativo processore Sitara, & in
grado di lavorare con periferiche seriali e per supportare
protocolli industriali dedicati come Ethercat, Profibus e
EnDat.

Keysight Technologies eeeee e e

Keysight ha annunciato la partecipazione a Embedded
World (Hall 4 / 4-208) con i suoi nuovi prodotti, in par-
ticolare gli oscilloscopi digitali e per segnali misti Infinii-
Vision 3000T Serie X con funzionalita di trigger grafiche
intuitive. | nuovi oscilloscopi aiutano i progettisti a su-
perare le difficolta legate all'usabilita e all'impostazione
del trigger, facilitando la soluzione dei problemi e I'au-
mento della produttivita. La nuova serie offre larghezza
di banda da 100 MHz a 1 GHz e numerose caratteristi-
che di misura avanzate, oltre all'interfaccia
basata su touch screen e alla funzionalita di
trigger a zona. Una principale caratteristica
e l'integrazione di sei strumenti di misura in
uno solo, tra cui oscilloscopio, canali digitali
(MSO), analisi di protocollo, voltmetro digi-
tale, generatore di funzioni e forme d'onda
arbitrarie WaveGen e contatore/totalizzatore
hardware a 8 bit. Gli oscilloscopi 3000T Serie X suppor-
tano la decodifica dei bus di comunicazione piu diffu-
si ed emergenti, tra cui: MIL-STD 1553 e ARINC 429,
12S, CAN/CAN-FD/CAN-Symbolic, LIN, SENT, FlexRay,
RS232/422/485/UART e 12C/SPI. La famiglia di strumenti
InfiniiVision 3000T Serie X & composta da modelli da 100
MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz e 1 GHz. La confi-
gurazione standard per tutti i modelli comprende una
memoria da 4 Mpts, la memoria segmentata, le funzioni
matematiche avanzate e sonde passive da 500 MHz.

0
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Lauterbach

Lauterbach ha annunciato la partecipazione a Embedded
World (Hall 4 / 4-210) con la sua linea completa e modu-
lare di sistemi di sviluppo per microprocessori. La linea
TRACE32 fornisce un ambiente di debug integrato per
i progetti embedded. La linea di prodotti comprende:

* PowerView - una GUI universale

* PowerDebug - tools per debug

* PowerTrace - tools per il trace del flusso di program-
ma/dati

* Powerlntegrator - tools per I'analisi logica dei segnali
PowerView offre un'interfaccia universale che permet-
te un accesso rapido e intuitivo a tutte le prestazioni di
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debug, di trace e di analisi logica dei segnali. Garantisce
una visualizzazione razionale di tutte le informazioni ne-
cessarie per il debug. La flessibilita dell'interfaccia uten-
te di PowerView permette allo sviluppatore di configu-
rare |'ambiente secondo le proprie esigenze.
PowerDebug hanno rispettivamente un'interfaccia verso
host di tipo USB 3.0 e USB 3.0/Gigabit Ethernet. Po-
werTrace PX & un prodotto nuovo, disponibile da inizio
2015, ed é prowvisto di 512 MByte di memoria trace. Po-
werTrace Il ha 1/2/4 GByte di memoria trace e supporta
anche il trace seriale (high-speed serial trace port).

Nel portafoglio di prodotti ci sono anche alcuni tools
come CombiProbe che unisce le funzioni di un modulo di
debug e di una memoria trace da 128 Mbyte, e supporta
sia il debug JTAG sia il system trace. pTrace, sviluppata
in risposta all'ampia diffusione dei processori Cortex-M
nel mercato embedded, si applica specificamente alla
famiglia Cortex-M.

Maxim Integraied

Maxim integrated ha annunciato la partecipazione a
Embedded World (Hall 1 / 1-370) con le sue nuove so-
luzioni. La piattaforma di sviluppo MAX32600MBED di
Maxim Integrated apporta alle applicazioni loT i vantag-
gi del basso consumo, della sicurezza integrata e delle
funzioni analogiche di precisione.

Maxim ha sviluppato, inoltre, librerie software ed una
piattaforma hardware che consentono di realizzare pro-
totipi basati sulle proprie MCU tramite il programma
mbed di ARM. La piattaforma MAX32600MBED com-
prende un microcontrollore MAX32600 basato su Cor-
tex-M3, un'area di prototipazione con accesso al front
end analogico (AFE) di precisione, accessi I/O tramite
connettori compatibili con Arduino, accessi I/O aggiun-
tivi tramite header 100mil x 100mil, un’interfaccia USB
ed altri dispositivi I/O di uso generale. Il rilevamento
della GSR (misura della conduttivita della pelle) pone
difficolta significative di utilizzare numerosi chip e sof-
tware di calibrazione. II| MAXREFDES73# integra i con-
vertitori digitale-analogico (DAC) ed analogico-digitale
(ADC), un microcontrollore con gestione avanzata dei
consumi energetici, il firmware, ed una app Android faci-
le da usare, costituendo il primo progetto di riferimento
in assoluto per una soluzione GSR. MAXREFDES674# e
un esclusivo progetto di riferimento di un AFE a 24 bit
che consente di vincere le sfide relative all'aumento del
numero di bit nella conversione dei segnali. In grado di
accettare quattro diversi tipi di segnali, il modulo univer-
sale d'ingresso analogico MAXREFDES67# non richiede
ponticelli ed & configurabile al 100% via software.

Mentor Graphics

Mentor Graphics ha annunciato la partecipazione a Em-
bedded World (Hall 4 / 4-422) con le sue ultime soluzioni.
Con il crescente interesse verso I'loT, I'evoluzione di nu-
merosi potenti processori di tipo SoC (System-on-Chip)
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porta a considerare funzionalita
tali da soddisfare il supporto a
soluzioni di tipo multicore omo-
geneo ed eterogeneo, un esteso
supporto 1/0 per la connettivita,
o funzioni di sicurezza basata su
hardware.

Mentor Graphics ha creato una
piattaforma per gateway che puo
essere sia utilizzata per soddisfa-
re specifici requisiti identificati
per i gateway.

Composto da un kit di progetta-
zione customizzabile, da un ba-
ckend cloud e da soluzioni runti-
me, il gateway loT di Mentor puo
soddisfare i piu esigenti requisiti
di applicazione in campo loT, sup-
portando CPU che vanno dai mi-
crocontroller ad 8 bit fino ai piu
avanzati microprocessori a 64 bit.
Il gateway loT di Mentor fornisce
un ambiente globalmente sicuro,
grazie all'utilizzo di ARM TrustZo-
ne. Lambiente sicuro garantito
da ARM consente [|'esecuzione
sicura del software applicativo,
eliminando la necessita di utiliz-
zare ulteriori strumenti software
complessi, che necessitano di
memoria addizionale e possono
introdurre altri difetti.

Per ottenere equivalenti livelli di
sicurezza,

Il software di riferimento del
SysDK include un Board Support
Package (BSP) per sistemi Linux,
con supporto completo della
scheda hardware di riferimento.
E' possibile realizzare edge de-
vice estremamente sicuri negli
ambienti runtime di Mentor, che
includono gli RTOS Nucleus e Nu-
cleus SafetyCert, noché Mentor
Embedded Linux.

Renesas

Renesas ha annunciato la parteci-
pazione a Embedded World (Hall
1, stand 350) con soluzioni smart.
In particolare, Sinergy Security
Solutions con una vasta gamma
di protezione di sicurezza per
le minacce quali clonazione del
prodotto, Eaves-dropping duran-
te I'aggiornamento, privacy del
firmware.

La Piattaforma Renesas si compo-
ne di cinque elementi principali: il
Software, MCU, Strumenti e Kit,
soluzioni, e la Galleria.

EONEws n. 593 - Gennalo 2016

Lelemento principale della piattaforma Renesas rigorosamente testati sia per prestazioni e sia per
Synergy é il software integrato qualificato e veri- I'affidabilita.
ficato che & testato per gli standard commerciali Il provider di servizi fornisce i componenti software

e ha assicurato la compatibilita con il Renesas chiave necessarie per tutte le funzioni del sistema di
Synergy MCU. | componenti software non sono base essenziali per la maggior parte dei sistemi em-
solo ottimizzati e integrati per la MCU, ma anche bedded e applicazioni dell'internet degli oggetti.
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ThreadX & un popolare RTOS multitasking compro-
vata nel settore, priority- based e deterministici che
offrono servizi di sistema di base come preventiva e
round-robin scheduling, semafori, code di messag-
gi, timer, interrupt e la gestione della memoria con
funzionalita avanzate come soglia preemption e di
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una capacita di analisi degli eventi e analisi integra-
te dello stack di runtime. Il ThreadX RTOS é stato
distribuito in oltre 2 miliardi di prodotti elettronici
che coprono una varieta di mercati dal 1996.

({
contatti a;) segreteria organizzativa: 02 49976514 m Ufficio commerciale: 335 276990 @ mcd@fieramilanomedia.it ED mc4.mostreconvegno.it
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Ruironik

Rutronik ha annunciato la parteci-
pazione a Embedded World (Hall
5, Stand 238) con particolare at-
tenzione ai suoi prodotti nell'am-
bito loT sotto i marchi Rutronik
Embedded e Smart. | visitatori
troveranno prodotti per il set-
tore wireless, per i display, le
schede e le unita di storage con
caratteristiche di robustezza,
disponibilita nel lungo termine
e alto grado di integrazione,
ideali per applicazioni industria-
li nell'ambito dell'loT. Inoltre,
verranno presentate soluzioni
sensoristiche per la gestione
dell’alimentazione e IC critto-
grafici realizzati specificamen-
te per la tecnologia wireless,
i quali sono ottimizzati per le
applicazioni TCP/IP, ed offrono

dimensioni compatte, consumi
ridotti e un alto grado di inte-
grazione. Alcune dimostrazioni
dal vivo verranno effettuate per
mettere in risalto alcune temati-
che quali: Misura, Automazione,
Comunicazione e Visualizzazione
dati. Ingegneri di prodotto e in-
gegneri applicativi con compe-
tenze tecniche su tutte le aree
tematiche sono a disposizione
per fornire una consulenza spe-
cialistica.

Inoltre, con Rutronik24 verra
presentata la propria organiz-
zazione per la distribuzione
di prodotti per le PMI e per le
grosse aziende con necessita di
effettuare ordini di componenti
in volumi medio-piccoli.

Tektronix

Tektronix ha annunciato la par-
tecipazione a Embedded World
(Hall 4 / 4-639) con le sue ultime
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soluzioni. In particolare, I'oscilloscopio MDO4000C Mi-
xed Signal che combina fino a 6 strumenti in 1 unita.
Come con le precedenti generazioni della serie
MDO4000, la MDO4000C fornisce una visualizzazio-
ne sincronizzata di forme d'onda analogiche e digita-
li con spettro RF, il che rende lo strumento di debug
ideale per Internet of Things (loT) e molte altre appli-
cazioni ingegneristiche embedded. La MDO4000C
espande su sua funzionalitd di base oscilloscopio con
la possibilita di aggiungere un analizzatore di spet-
tro, generatore di funzioni / arbitrario, analizzato-
re logico. Un voltmetro digitale (DVM) & disponibi-
le gratuitamente con la registrazione del prodotto.
| miglioramenti delle prestazioni rispetto al MDO3000
includono:

* Analizzatore di spettro fino a 6 GHz con la capacita di
sincronizzare viste dominio del tempo e della frequen-
za, e la capacita di eseguire analisi dei segnali vettoriali.
* Risoluzione temporale dell'analizzatore logico fino
a 60,6 ps e soglie logiche indipendenti per canale che
consentono la cattura di pit famiglie logiche in una sola
volta

e Analisi protocollo per un massimo di tre bus con-
temporaneamente con trigger fino a 500Mb / s
MDO4000C puo essere configurato come un oscillosco-
pio base con banda che si estende da 200 MHz a 1 GHz.

VIA Technologies

VIA Technologies ha annunciato la partecipazione a Em-
bedded World 2016 (Hall 4A -251 Stand 4A) con le so-
luzioni in ambito loT e HMI grazie alle quali le aziende
saranno in grado di comunicare, raccogliere e controlla-
re in modo semplice il flusso di informazioni e servizi. In
particolare, VIA ArtiGo A600 che integra un processore
VIA Cortex-A9 SoC a 800MHz, & una soluzione per ap-
plicazioni loT e M2M che richiedono capacita di calco-
lo a basso consumo. VIA ARTiGO A600 integra quattro
porte COM Phoenix RS-485 a 3 poli con isolamento a
3.75KV, una porta COM per RS-232 e una porta DIO per
connessioni GPIO a 8 bit. VIA Artigo A820 integra due
porte Ethernet (una GLAN e una 10/100Mbps) e moduli
opzionali per connessioni Wi-Fi e 3G.

Il processore Freescale i.MX 6Duallite ARM Cortex-A9
SoC a 1.0GHz garantisce una flessibilita di sviluppo in
grado di soddisfare le applicazioni commerciali piu esi-
genti. Insieme all’hardware, la VIA Technologies mette a
disposizione un insieme di pacchetti software per sem-
plificare lo sviluppo delle applicazioni aziendali.

Wibu Sistems

Wibu-Systems ha annunciato la partecipazione a
Embedded World (Hall 4, Stand 540) con soluzio-
ni nell'ambito del software di protezione USB ba-
sato su tecnologia CodeMeter e caratterizzato
da un intervallo di temperatura operativa estesa.
La nuova e piu robusta generazione di CmStick/C, che
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o & stato ampiamente
testato in camera
climatica per sop-
portare  condizioni
estreme realistiche,
puo essere utilizzato
in ambienti lavorativi
soggetti a temperature da -40 °C a + 105 °C; il rivesti-
mento conforme permette anche il funzionamento in
condizioni di condensazione dell'umidita. Il fulcro della
CmStick C & un microcontrollore di Infineon Technolo-
gies, la cui memoria non volatile si & rivelata la soluzione
perfetta. Dal 2011, tutti i CmStick/C hanno gia incorpo-
rato un chip smart card dello stesso produttore che & in
grado di funzionare a temperature che vanno da -25 °C
a+85°C.

Inoltre, la famiglia di prodotti CmDongle combina in un
unico dispositivo, elementi di sicurezza per la protezione
del software avanzato con un sapiente uso di memoria
flash, divisibile in quattro aree, ognuna pensata per uno
scopo specifico e configurabili singolarmente.

Ogni CmDongle con memoria flash include sia una par-
tizione CmPublic che permette la lettura e la scrittura di
file, proprio come una chiave di memoria flash standard, e
una partizione CmSecure che non viene rilevata come uni-
ta separata e dove solo il software autorizzato dal Code-
Meter API & in grado di leggere o scrivere blocchi di dati.
La versione USB viene fornita con due partizioni: la par-
tizione CmPrivate che consente la crittografia dei dati
basata su AES e leggere diritti emessi da CodeMeter, e
la partizione CmCdRom in cui i dati possono essere solo
letti, ma non cancellati o sovrascritti.

Yamaichi Electronics

Yamaichi Electronics ha annunciato la partecipazione a
Embedded World (Hall 5 / 5-438) con le sue ultime so-
luzioni per lo standard SMARC. SMARC sta per Smart
Mobility Architecture. Si tratta di una specifica pubbli-
cata dal Gruppo di Standardizzazione per Embedded
Technologies eV (SGET) per PC-on-Module (COM). Il suo
vantaggio & il basso consumo di energia dei moduli a
causa della Implementazione di ARM o altri processori a
basso consumo. L'adattatore di prova Yamaichi Electro-
nics & durevole e altamente affidabile come sistema di
contatto. Questo adattatore di prova all'interno della
serie YED900 di Yamaichi Electronics puo essere utilizza-
to per applicazioni come:

e prove al banco e di valutazione

¢ test di affidabilita da -50 °C fino a + 150 °C

La presa é stata progettata con la tecnologia di compres-
sione (CMT), pertanto non & necessaria nessuna saldatu-
ra di montaggio. | materiali selezionati come I'alluminio,
PEEK e PEEK ceramica rendono |'adattatore molto ro-
busto.

Oltre lo standard SMARC, Yamaichi Electronics offre an-
che adattatori per moduli COM Express, Qseven e altri
standard e soluzioni personalizzate.
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a cio strumentali, e per ottemperare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se é stato espresso il proprio consenso
all'atto della sottoscrizione dell’abbonamento, Fiera Milano Media SpA potra utilizzare i dati per finalita di marketing, attivita
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresi,
essere comunicati ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media SpA) per loro autonomi utilizzi aventi
le medesime finalita. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalita suddette sono gli addetti alla
gestione amministrativa degli abbonamenti ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione del materiale
editoriale, al servizio di call center, ai servizi informativi.

Ai sensi dell'art. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od
opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano Media SpA — Servizio
Abbonamenti — all'indirizzo sopra indicato. Presso il titolare & disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili.

Informativa resa ai sensi dell’art. 2, Codice Deontologico Giornalisti

Ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 e dell'art. 2 del Codice Deontologico dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA - titolare
del trattamento - rende noto che presso i propri locali siti in Rho, SS. del Sempione 28, vengono conservati gli archivi di dati
personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite dal predetto
titolare attingono nello svolgimento della propria attivita giornalistica per le finalita di informazione connesse allo svolgimento
della stessa. | soggetti che possono conoscere i predetti dati sono esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti
preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. | dati personali presenti negli articoli editoriali e tratti dai
predetti archivi sono diffusi al pubblico. Ai sensi dell’art. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consul-
tare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda che, ai sensi
dell'art. 138, d. Igs 196/2003, non & esercitabile il diritto di conoscere I'origine dei dati personali ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera a), d. Igs 196/2003, in virtu delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare
& disponibile I'elenco completo ed aggiornato dei responsabili.
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AFFRONTA LE SFIDE
DELL'INTERNET OF
THINGS CON NI

NIDays

Incontra gli innovatori, | tecnici, gli ingegneri € |
ricercatori del panorama italiano e internazionale.
Scopri come utilizzare un approccio platform-based
nel tuo settore industriale.

Milano
18 febbraio

Consulta I'agenda completa e riserva subito il tuo
posto gratuito su nidays.it.

#tuttoconnesso

‘7 NATIONAL
’ INSTRUMENTS'
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